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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout

Top Side View
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Back Side View
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No. Description

1 4 pin 19V Power Connector (ATX_PWRI)
2 SATA Power Connector (SATAPWR2)

3 SATA Power Connector (SATAPWR1)

4 SATA3 Connector (SATA_1)

5 SATA3 Connector (SATA_2)

6 Clear CMOS Jumper (CLR_MOS1)
7 USB 3.2 Genl Header (USB3_1_2)

8 USB 2.0 Header (USB2_1_2)

9  FPD Brightness Header (BLT_VOLI)

10  Backlight Inverter Voltage Selection Header (BKT_PWR1)
11  Panel Voltage Selection Header (PNL_PWRI)

12 Panel Off Header (PANEL_SW1)

13 LVDS Connector (LVDSI)

14 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
15 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

16  Chassis Intrusion Header (CI1)

17 Digital MIC Header (DMIC1)

18  System Panel Header (PANELI)

19 Internal Speaker Header (SPK_OUT1)

20 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

21 Thermal Sensor Header (TH1)
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No. Description No. Description

1  DCJack** 6  LANRJ-45 Port*

2 HDMI Port (HDMI1) 7 USB2.0 Ports (USB_3_4)
3 D-Sub Port 8  Microphone (Pink)

4 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB3_3) 9 Line out (Lime)

5 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB_TC_1)

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

I I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5
mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19 (+10%) DC and the shell is (centre positive).

DELTA |DELTA-ADP-150TB-150W/19V
HP HP-TBC-BA52-150W/19V

FSP FSP-FSP150-ABANI-150W/19V/
DELL FAI130PEI-00-130W/19.5V
DELL LA9OPE0-01-90W/19.5V

DELTA |DELTA-ADP-180TB-180W/19V/
FSP FSP-FSP180-ABBN3-180W/19V

This motherboard is available with support for either 4-pin ATX 19V power or DC-in power supplies. Please do
not use two kinds of power supplies at the same time! Doing so may damage the motherboard components and
devices. When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power
for HDDs.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing H610TM-ITX motherboard. In this documentation,
Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

content of this documentation will be subject to change without notice.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

« H610TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Form Factor)
« 1x Thin-Mini ITX I/O Shield (Optional)

« 1xMiniITX I/O Shield (Optional)

« 1xSerial ATA (SATA) Data Cable (Optional)

« 1x SATA Power Cable (Optional)

« 3 x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)

1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform + Thin Mini-ITX Form Factor (Compatible with Mini-ITX)
+ Solid Capacitor design

CPU - Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core"™ Processors
(LGA1700)
+ 4 Power Phase design
« Supports Intel® Hybrid Technology
+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset - Intel” H610

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 2x DDR4 SO-DIMM Slots
+ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200*
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion .

Slot + 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
o

Graphics « Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU
integrated.
« Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)
» Four graphics output options: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x D-Sub
ports
+ Supports 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible with max.
resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
HDMI x 1 port (Rear)
HDMI x 1 port (Internal)
* (Optional) DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz
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Audio

LAN

1/0

Storage

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports LVDS with max. resolution up to 1920x1080 @ 60Hz

+ Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

« Realtek ALC269 Audio Codec
« IxMICIN

« 1xLineout

+ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

+ Supports Wake-On-LAN

« Supports Lightning/ESD Protection

+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

+ 1xDC Jack (Compatible with the 19V power adapter)

+ 1xD-Sub Port
* (Optional) 1 x COM Port

. 2 x HDMI Ports: HDMI1 (Rear), HDMI2 (Internal)
* (Optional) 1 x DisplayPort 1.4

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A Port (Supports ESD Protection)

+ 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (Supports ESD Protection)
* (Optional) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (Supports ESD
Protection)

+ 2xUSB 2.0 Ports (Support ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED

LED)
+ HD Audio Jacks: Line out / Microphone

+ 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot
Plug
+ 1xBlazing M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen5 x4
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1xM.2 Socket (M2_3), supports M Key type 2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s module



Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Power

1 x Chassis Intrusion Header

1 x Panel Voltage Selection Header

1 x Backlight Inverter Voltage Selection Header
1 x FPD Brightness Header

1 x Panel Off Header

1 x LVDS Connector

1 x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

1 x 4 pin 19V Power Connector (2-Pin)

1 x Thermal Sensor Header

1 x Front Panel Audio Connector

1 x Internal Speaker Header (4-Pin)

1 x Digital MIC Header

2 x SATA Power Connectors

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)

1 x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
ACPI 6.0 Compliant wake up events
SMBIOS 2.7 Support

CPU Temperature Sensing

CPU Fan Tachometer

CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

CPU Fan Multi-Speed Control

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

1 x DCJack (Supports 19V DC Power Adapters)



H610TM-ITX

Certifica- - FCC,CE

tions « ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Thin Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM
slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage
A to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

15
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

o W

Short Open

Clear CMOS Jumper m
(CLR_MOS1) O]
(see p.6, No. 6) 2-pin Jumper

CLR_MOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLR_MOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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Backlight Inverter Voltage [eXeXe) 1-2: +19V
Selection Header 123 2-3: 412V
(3-pin BKT_PWR1)

(see p.6, No. 10)

Panel Voltage Selection , 1-2: 43V
Header 2-3: 45V
(5-pin PNL_PWRI1) 4-5:+12V

(see p.6, No. 11)

Warning:

If selected Backlight Power or Panel Power is higher than panel's spec, it

may damage the panel.

17



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.6, No. 18)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-
HDLED+

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.

Internal Speaker Header 1 Please connect the chassis
(4-pin SPK_OUT1) 000 speaker to this header.

.6, .1
(see p.6, No. 19) O



Serial ATA3 Connectors These two SATA3
(SATA_1: SATA_ SATA 2 connectors support SATA
see p.6, No. 4) —l =l data cable for internal
(SATA_2: storage devices with up to
see p.6, No. 5) 6.0 Gb/s data transfer rate.
SATA Power Connectors Please connect SATA
(SATAPWRI: +12V — power cables.

see p.6, No. 3) GND ——=

(SATAPWR2: GND ——=

see p.6, No. 2) VT !

USB 2.0 Header UBBPWR There is one USB

(9-pin USB2_1_2)
(see p.6, No. 8)

P-
USB_PWR

2.0 header on this
motherboard. Each USB
2.0 header can support
two ports.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_1_2)
(see p.6, No. 7)

IntA_P_SSRX -

GN D
IntA_P_SSTX+

mar0+' There is one USB 3.2
IntA_P_D -
Genl header on this

nthPssTe motherboard. This USB

GN
IntA_P_SSRX +

Vbu s

3.2 Genl header can

support two ports.

IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D -
IntA_P_D +
Front Panel Audio Header This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) OUT-RET— 8* our2.t connecting audio devices
— J_SENSE
(see p.6, No. 20) MIC_RED ——O[O] our2r  to the front audio panel.
PRESENCE# MIC2_R
GND O Mic2_L

H610TM-ITX
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
Q port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis

manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the
steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

CPU Fan Connector 1[To}—6ND This motherboard
2 || o4— FAN_voLTAGE

(4-pin CPU_FANT1) iﬁﬁﬁﬁé‘ééifiﬁﬁmm provides a 4-Pin CPU fan

(see p.6, No. 15) (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX 19V Power — Please connect an ATX

Connector Z:Z:g%:z:; 19V power supply to this

(4-pin ATX_PWRI1 connector.

(see p.6, No. 1) *The power supply plug
fits into this connector in
only one orientation.

FPD Brightness Header 1 8 1: BKLT_PWR

(8-pin BLT_VOL1) 00000000 2: BKLT_PWR

(see p.6, No.9) 3: BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down
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LV DS Panel Connector

(30-pin LVDSI) 1 LCD_VDD 16 CLKIP

(see p.6, No. 13) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Chassis Intrusion Header : This motherboard

(2-pin CI1) supports CASE OPEN

(see p.6, No. 16) Sign(aE|ND detection feature that

detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

Thermal Sensor Header
(2-pin THI)
(see p.6, No. 21)

[efe]

Connect a 2-pin
thermistor cable to this
header to use an external
thermal sensor with the
motherboard.

Panel Off Header
(2-pin PANEL_SW1)
(see p.6, No. 12)

PWRDN
GND

This header can be used to
connect a switch that turns on/
off the LVDS panel display’s
backlight.

21
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Digital MIC Header
(5-pin DMIC1)
(see p.6, No. 17)

1[Q]_IO[OIO[O]

1: 45V

2: No pin

3: DMIC_CLK
4: GND

5: DMIC_DATA
6:+3.3V
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2.6 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2 is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCle and
mSATA. The M.2 Socket (Key E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

———

;

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

23
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



2.7 M.2 SSD Module Installation Guide (M2_1)

The M.2 is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCle and
mSATA. The Blazing M.2 Socket (M2_1) supports M Key type 2260/2280 M.2 PCI Express

module up to Gen5 x4.

Installing the M.2 SSD Module

Step 1
g Prepare a M.2 SSD module and the
@ screw.
Step 2
s 12 {
i / o ! Depending on the PCB type and
/ length of your M.2 SSD module, find
‘ the corresponding nut location to be

used.

o

-©--

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280

H610TM-ITX
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©

©

Step 3

Peel off the yellow protective film on
the nut A. Prepare the M.2 standoff
that comes with the package, and
hand tighten it into the nut A. Skip
Step 3 if your M.2 SSD module is
Type 2280.

Step 4

Align and gently insert the M.2 SSD
module into the M.2 slot. Please be
aware that the M.2 SSD module only

fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2 SSD Module Support List (M2_2)

M2_PCIE:

ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Crucial
Crucial
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
KINGS-
TON
KINGS-
TON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
PATRIOT
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Team
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

WD

256GB
512GB
512GB
240GB
1TB
500GB
16GB
32GB
256GB
128GB
512GB
512GB

240GB

480GB

256GB
256GB
512GB
240GB
512GB
128GB
512GB
250GB
250GB
240GB
256GB
128GB
512GB
1TB

512GB

ADATA ASX8200 Pro-256G

ADATA SX8200 PRO-512GB (ASX8200PNP)

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000)

Apacer AP240GZ280-240G

CRUCIAL P1-1T

CRUCIAL P1-500G

Intel Optane Memory 16GB (MEMPEK1IWO016GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1J032GA)(NVMe)
INTEL 760P-SSDPEKKW256G8-256GB

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB

INTEL 660P SERIES-SSDPEKNW512G8-512G

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB

KINGSTON A1000-SA1000M8/240G (Gen3 x2)

KINGSTON KC1000 SKC1000/480G

PLEXTOR PX-256M8SeGN-256GB

PLEXTOR PX-256M8PeG-256GB

PLEXTOR M9PEG-PX-512M9PEGN-512G
PATRIOT Hellfire M2 (240G)

Samsung 950PRO-MZVKV512-512GB
Samsung MZ-VLW1280-128GB (PM961)
Samsung MZ-V7P512-512G (970PRO)
Samsung MZ-V7E250-250G (970EVO)
Samsung MZ-V6E250-250G (960 EVO)

Team CARDEA-240G

TOSHIBA OCZ RD400-256G

TOSHIBA XG3-128G

WD SDAPNUW-512G-1006 (SN520) (Gen3 x2)
WD Black SN750-1TB (WDS100T3X0C-00SJG0)
WD WDS512G1X0C-00ENX0-512GB

27
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2.5"HDD:

Vendor Capacity P/N

TOSHIBA  1TB
SEAGATE  500GB
SEAGATE

1TB
WD 750GB
WD 1TB
WD 1TB
HGST 1TB

2.5"SSD:

TOSHIBA-MQ02ABD100H-MLC-NAND8G+HDIT-1T
SEAGATE-ST500LM021-3Y/P-500G
SEAGATE-FIRECUDA-LX015-ST1000LX015-5Y/P-
7mm-1T-W/8G

WD-BLACK-WD7500BPKX-750G
WD-RED-WDI10JECX-INTELLIPOWER-IT
WD-BLUE-WD10SPZX-00Z10T0-1T-3Y-02
HGST-HTS721010A9E630-1TB

Vendor Capacity P/N

KINGSTON 120GB
KINGSTON

120GB
KINGSTON  240GB
TOSHIBA 128GB
TOSHIBA 120GB

WYVO 240GB
ADATA

120GB
ADATA

256GB
APACER 120GB
TRAN-

128GB
SCEND
TRAN-

128GB
SCEND
INTEL 240GB
INTEL 128GB

SANDISK 128GB
SANDISK 240GB
PLEXTOR 256GB
PLEXTOR 256GB
CRUCIAL 250GB
CRUCIAL 120GB

ocz 120GB
0CZ 120GB
WD 120GB
WD 250GB

KINGSTON-V300-SV300S37A-120G
KINGSTON-HYPERX-FURY-RGB-
SHFR200/240G-240G-W/RGB CABLEx1
KINGSTON-HYPERX-SAVAGE-SHSS37A/240G
TOSHIBA-Q300 PRO-HDTS412AZSTA-128G
TOSHIBA-Q300-HDTS712AZSTA-120G
WYVO-APS1-SSB240GTLC4-SA-AF-240G
ADATA-GAMING-XPG-5§X930-AS5X93083-120GM-C-
120G
ADATA-ULTIMATE-SU900-ASU900SS-256GM-C-
256G
APACER-PANTHER-AS350-AP120GAS350-1-120G

TRANSCEND-SSD340K-TS128GSSD340K-128G

TRANSCEND-SSD370S-TS128GSSD370S-128G

INTEL-730SERIES-SSDSC2BP240G4R5-240GB
5455 SERIES-SSDSC2KW128G8X1-128G
SANDISK-X300-SD7SB6S-128G
SANDISK-EXTREME PRO-SDSSDXPS-240G
PLEXTOR-M6V-PX-256M6V-256G
PLEXTOR-M6 PRO-PX-256M6PRO-256G
CRUCIAL-MX500-CT250MX500SSD1-250G-5Y
CRUCIAL-BX500-CT120BX500SSD1-120G-3Y
OCZ-VECTOR180-VTR180-255AT3-120G-120G
OCZ-TRION100-TRN100-25SAT3-120G
WD-GREEN-WDS120G2G0A-00JH30-120G-3Y
WD-BLUE-WDS§250G2B0A-00SM50-250G-5Y
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Vendor Capacity P/N

UMAX 240GB
PIONEER 120GB
ANACONDA 240GB

KLEVV 240GB
TCELL 240GB
Liteon 240GB
V-Color 240GB

HIKVISION  480GB
SAMSUNG
250GB

TEAM
250GB

UMAX-$330-HDUM330SSD240G-240G-3Y
PIONEER-APS-SL3N-APS-SL3N-120-120G-3Y
ANACONDA-TS SERIES-TS240201803718-240G-3Y
KLEVV-NEO-N500-D240GAA-N500-240G-3Y
TCELL-TT650-240G-3Y
LITE-ON-MU3-PH6-PH6-CE240-12-240G-3Y
V-COLOR-VSS100-VSS100-240G-FO-240G-3Y
HIKVISION-C100-HS-SSD-C100-480G-3Y
SAMSUNG-860EVO-MZ-76E250BW-MZ7LH-
250HAHQ-250G

TEAM GROUP-T-FORCE-DELTA RGB-
T253TR250G3C313-5V-250G-3Y
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2.8 M.2 SSD Module Installation Guide (M2_3)

The M.2 is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCle and
mSATA. The M.2 Socket (M2_3), supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

Installing the M.2 SSD Module

Step 1

Prepare a M.2 SSD module and the

SCrew.

a®d

Step 2

Gently insert the M.2 SSD module
into the M.2 slot. Please be aware
that the M.2 SSD module only fits in

one orientation.

Step 3

Tighten the screw with a

screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as

this might damage the module.

|

@) —-——
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M.2 SSD Module Support List (M2_3)
M2_SATA:

ADATA 512GB ADATA ASU800NS38-512GT-C

Crucial 240GB Crucial-CT240M500SSD4-240GB
Crucial 250GB Crucial-CT250MX500SSD4-250G
ezlink 120GB ezlink P51B-80-120GB

LITEON 256GB LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
SanDisk 128GB SanDisk X400-SD8SN8U-128G

SanDisk 128GB Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  64GB Transcend TS64GMTS400-64GB (2242)
Transcend  256GB Transcend TS256GMTS800-256GB
PLEXTOR 128GB PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB (2260)

INTEL 240GB INTEL-SSDSCKJF240A5-QS63-MLC-240G

INTEL 240GB INTEL-540SSERIES-SSDSCKKW240H6-240G
V-Color- 240GB V-Color-240G

WD 1TB WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40-1TB

WD 240GB WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30-240GB

WD 500GB WD BLUE 3D NAND WDS500G2B0B-00YS70-500G
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein H610TM-ITX Motherboard entschieden haben. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-
Schritt-Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

H610TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Formfaktor)
1 x Thin-Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x SATA-Stromkabel (optional)

3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Arbeits-
speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

Thin Mini-ITX Formfaktor (kompatibel mit Mini-ITX)

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt Intel” Core™-Prozessoren der 13*" & 12" Generation
(LGA1700)

4-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel” Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel” Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel® H610
Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze
Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 3200%

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul

Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

Vier Grafikkarten- Ausgangsoptionen: 2 x HDMI, 1 x LVDS,

1 x D-Sub-Ports

Unterstiitzt 2 x HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit maximaler
Auflosung bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

HDMI x 1-Port (Riickseite)

HDMI x 1-Port (intern)

* (Optional) Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert)
maximaler Aufl6sung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200)
bei 120 Hz
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Audio

LAN

E/A

Speicher

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt LVDS mit max. Auflosung bis zu 1920x1080 bei 60 Hz
Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

Realtek-ALC269-Audiocodec
1 x Mikrofoneingang
1 x Line Out

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Gleichspannungsanschluss (kompatibel mit 19-V-Netzteil)
1 x D-Sub-Port

* (Optional) 1 x COM-Port

2 x HDMI-Ports: HDMI1 (Riickseite), HDMI2 (intern)

* (Optional) 1 x DisplayPort 1.4

1 x USB 3.2 Gen2-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
1 x USB 3.2 Gen2-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

* (Optional) 2 x USB-3.2 Gen2-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen

elektrostatische Entladung)

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line Out / Mikrofon

2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

1 x Blazing-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen5 x4

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

1 x M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-
SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
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Anschluss

BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwachung

Betriebs-
system

Leistung

1 x Gehduseeingrift-Stiftleiste

1 x Spannungsauswahl-Stiftleiste an der Blende

1 x Hintergrundbeleuchtung-Wechselrichter-Spannungsauswahl-
Stiftleiste

1 x FPD-Helligkeitsstiftleiste

1 x Aus-Stiftleiste an der Blende

1 x LVDS-Stecker

1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer

maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).

1 x 4-poliger 19-V-Netzanschluss (2-polig)

1 x Thermosensor-Stiftleiste

1 x Audioanschluss an Frontblende

1 x interne Lautsprecherstiftleiste (4-polig)

1 x Digitale MIC-Stiftleiste

2 x SATA Stromanschliisse

1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Temperaturerkennung

CPU-Liiftertachometer

Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-Temperatur)
CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Gehduse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

1 x DC-Buchse (unterstiitzt 19 V Gleichstromadapter)
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Zertifizierun- - FCC, CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Thres Systems beschiidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellungen, die
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper m
(CLR_MOS1) @

(siehe S. 1, Nr. 6)

2-poliger Jumper

CLR_MOSI ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen

Sie dann die Kontakte an CLR_MOS]1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-

Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Gehduseeingriffstatus an.
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Hintergrundbeleuchtung- 500 1-2:+19V
Wechselrichter- 123 2-3:412V
Spannungsauswahl-

Stiftleiste

(3-polig, BKT_PWR1)

(siehe S. 1, Nr. 10)

Spannungsauswahl- ; 1-2: 43V
Stiftleiste an der Blende 2-3:+5V
(5-polig, PNL_PWRI) 45:+12V

(siehe S. 1, Nr. 11)

Warnung:

Wenn die fiir die Hintergrundbeleuchtung oder das Panel ausgewiéhlte Leistung die

Spezifikationswerte {ibersteigt, kann das Panel beschidigt werden.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschédigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Taste und Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung mit

dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor

HDLED-
HDLED+ AnschlieBen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Ihres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer tiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lésst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Interne 1 Bitte verbinden Sie den
Lautsprecherstiftleiste

(4-polig SPK_OUT1) O O O
(siehe S. 1, Nr. 19) R+ - - +1L

Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.
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Serial-ATA-III-Anschliilsse ~ SATA_1 SATA 2

(SATA_1:
siehe S. 1, Nr. 4
(SATA_2:
siehe S. 1, Nr. 5

[—l [—I

Diese beiden SATA3-Stecker
unterstiitzen SATA-Datenkabel fir
interne Speichergerite mit bis zu

6,0 GBit/s Dateniibertragungsrate.

SATA-Stromanschlisse Bitte SATA -Stromkabel
(SATAPWRI: +12V — anschlieflen.

siche S. 1, Nr. 3) GND ——=

(SATAPWR2: GND ——=

siehe S. 1, Nr. 2) VT !

USB 2.0-Stiftleiste use_PwR Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste an

(9-polig USB2_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

1 unterstiitzen.
P-
USB_PWR

USB 3.2 Genl1-Stiftleiste mtap o, Esgibteine USB-3.2 Genl-
(19-polig, USB3_1_2) '“G‘ﬁ*;’*D i Stiftleiste an diesem Motherboard.

INtA_P_SSTX+
(siehe S. 1, Nr. 7) AP e Diese USB-3.2-Gen1-Stiftleiste

GN D

IntA_P_SSRX + kann zwei Ports unterstiitzen.
IntA_P_SSRX -

Vbu s

|
oJO[OJO]O[o]O[o]o]o]
|Q|QOO|O|O| | |
\

Vbu s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +

GND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D -
IntA_P_D +
Audiostiftleiste ouT_RET—[OTO1- ouT2_L Diese Stiftleiste dient dem
of— . N
Frontblende Mic_ReD —[STo! J’Szﬁiiik Anschlieflen von Audiogeriten an
(9-polig, HD_AUDIOL) "eEhee O MIC2R - der Frontblende.
MIC2_L

(siehe S. 1, Nr. 20)




HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer

Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu jedoch

Anleitung und der Anleitung zum Gehiuse.

N

der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register
in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume (Aufnahmelautstirke)“ an.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste

CPU-Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

1
2
3
4

O}—GND
I O1— FAN_VOLTAGE
O CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-19-V-Netzanschluss

An diesen Anschluss schlieflen Sie

—
(4-polig ATX_PWRI G‘::g%’e‘:g ein ATX-19 V-Netzteil an.
(siehe S. 1, Nr. 1) *Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen
Anschluss.
FPD-Helligkeitsstiftleiste 1 8 1: BKLT_PWR
(8-polig, BLT_VOLI1) 2: BKLT_PWR
(siehe S. 1, Nr. 9) HOO0O00000]  3:BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down

H610TM-ITX
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LVDS-Panel-Anschluss
(30-polig, LVDS1)

1 LCD_VDD 16 CLK1P

(siehe S. 1, Nr. 13) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 ASN
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 AlP 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Gehduseeingriff-Stiftleiste 1 Dieses Motherboard

(2-polig, CI1) oD unterstiitzt die Gehiuse-

(siehe S. 1, Nr. 16)

Signal

offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehauseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

Wirmesensor-Steckerleiste
(2-polig TH1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

e[e]

An dieser Steckerleiste ein 2-poliges
Thermistorkabel anschlieflen, um
einen externen Warmesensor fiir

das Motherboard zu verwenden.

Aus-Stiftleiste an der
Blende

(2-poliges PANEL_SW1)
(siehe S. 1, Nr. 12)
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PWRDN
GND

Mit dieser Stiftleiste kann ein
Schalter verbunden werden, der
die Hintergrundbeleuchtung des
LVDS-Displays ein-/abschaltet.
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Digitale MIC-Stiftleiste . [o] Tololo[0) 1: +5V

(5-polig, DMIC1) 2: Kein Pin
(siehe S. 1, Nr. 17) 3: DMIC_CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3,3V
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére H610TM-ITX. Dans cette documentation, les

Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et a son installation étape

par étape.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce

document est soumis d modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

Carte mére H610TM-ITX (facteur de forme Thin-Mini ITX)
1 x dispositif de protection d’E/S Thin-Mini ITX (optionnel)
1 x dispositif de protection d’E/S Mini ITX (optionnel)

1 x cable de données Serial ATA (SATA) (optionnel)

1 x cable d'alimentation SATA (optionnel)

3 x vis pour sockets M.2 (M2*2) (optionnel)

1 x Entretoise pour socket M.2 (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Puces

Mémoire

Fente
d’extension

Graphiques

+ Facteur de forme Thin-Mini ITX (Compatible avec Mini-ITX)

» Conception & condensateurs solides

« Prend en charge les processeurs 13° et 12° génération Intel® Core™
(LGA1700)

+ Alimentation a 4 phases

+ Prend en charge Intel” Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Intel° H610

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 2 x fentes DDR4 SO-DIMM

« Prise en charge des mémoires DDR4 non-ECC, sans tampon et

jusqu'a 3200*

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 64 GO

+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

+ La technologie Intel° UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

+ Architecture graphique Intel® X (Gen 12)

+ Quatre options de sortie graphique : 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x port
D-Sub

+ Prend en charge la technologie 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible
avec résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
1 x port HDMI (arriére)

1 x port HDMI (interne)
* (Optionnel) Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max.
DSC (compressée) jusqua 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200)
@ 120 Hz
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Audio .

Réseau local .

E/S o

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge LVDS avec une résolution maximale de
1920x1080 @ 60 Hz

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC269
1 x Entrée MICRO

1 x sortie Ligne

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111H

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)
1 x port D-Sub

* (Optionnel) 1 x port COM

2 x ports HDMI : HDMI1 (arriere), HDMI2 (interne)

* (Optionnel) 1 x DisplayPort 1.4

1 x port USB 3.2 Gen2 type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)
1 x port USB 3.2 Gen2 type C (Protection contre les décharges

électrostatiques)

* (Optionnel) 2 x port USB 3.2 Gen2 type A (Protection contre les

décharges électrostatiques)

Stockage .

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

Connecteurs jack audio HD : Sortie Ligne / Micro

2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x socket Blazing M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2260/2280 touche M jusqu'a Gen5 x4

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
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Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploitation

Alimentation

1 x embase d’intrusion chassis

1 x embase de sélection de la tension de la dalle

1 x embase de sélection de la tension de I'inverseur de rétroéclairage
1 x embase de luminosité de Iécran plat

1 x embase d’arrét de la dalle

1 x connecteur LVDS

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur d’alimentation 19V 4 broches (2 broches)

1 x embase de capteur thermique

1 x connecteur audio panneau frontal

1 x Embase de haut-parleur interne (4 broches)

1 x Prise MIC numérique

2 x connecteurs d’alimentation SATA

1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl1 (2 ports USB 3.2 Genl1 pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
Compatible SMBIOS 2.7

Détection de la température du processeur

Tachéometre ventilateur processeur

Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du processeur)
Contrdle multi-vitesses du ventilateur du processeur

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension dalimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

1 x prise CC (Prend en charge les adaptateurs d'alimentation 19 V
CC)

H610TM-ITX
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Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque

le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W

Short Open

Cavalier Clear CMOS
(CLR_MOS1) @

ir p.1, No. 6
(voir p-1, No. 6) Cavalier (jumper) a

2 broches

CLR_MOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLR_MOS]1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systeme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de 'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.

H610TM-ITX
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Embase de sélection de la 1-2:+19V

Qoo
tension de l'inverseur de 123 2-3:+12V
rétroéclairage
(BKT_PWRI a 3 broches)
(voir p.1, No. 10)
Embase de sélection de la ; 1-2: 43V
tension de la dalle 2-3:45V
(PNL_PWRI a 5 broches) 4-5:+12V

(voir p.1, No. 11)

Avertissement :
En cas de sélection d’'une puissance de rétroéclairage ou d’'une puissance de panneau

supérieure aux spécifications du panneau, cela peut endommager le panneau.



H610TM-ITX

1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

embases ou connecteurs end gera irrémédiabl t votre carte mére.

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches) réinitialisation et le témoin détat
(voir p.1, No. 18) ! du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+ configuration des broches illustrée

ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de

brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d’alimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chdssis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

Embase de haut-parleur 1 Veuillez brancher le haut-parleur
interne du chéssis sur cette embase.
(SPK_OUTT1 a 4 broches) . 000

(voir p.1, No. 19) R+ - - + L
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Connecteurs Serial ATA3 SATA 1 SATA 2 Ces deux connecteurs SATA3

(SATA_1: [L——l |[[—= prennenten charge un cable

voir p.1, n° 4 de données SATA pour les

(SATA_2: périphériques internes de stockage

voir p.1,n°5 avec des taux de transfert de
données allant jusqu'a 6,0 Go/s.

Connecteurs Veuillez brancher les cables

d’alimentation SATA +12V — d'alimentation SATA .

(SATAPWRI : GND ——=

voir p.1, No. 3) GND ——=

(SATAPWR2 : v !

voir p.1, No. 2)

Embase USB 2.0 USBEPWR Cette carte mere comprend une

(USB2_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 8)

embase USB 2.0. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.
p.
USB_PWR

Embase USB 3.2 Genl map o+ Cette carte meére comprend une
(USB3_1_2 19 broches) 'g:’;’D i embase USB 3.2 Genl. Cette

IntA_P_SSTX:
(voir p.1, No. 7) 9 55T | embase USB 3.2 Genl peut

GN D

IntA_P_SSRX + prendre en charge deux ports.
IntA_P_SSRX -

IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D -
IntA_P_D +
Embase audio du out_ReT—JO[O}- ouT2_L Cette embase sert au branchement
O J_SENSE . .
panneau frontal Mic_ReD — 5[0 oUT2R des appareils audio au panneau
\ PRESENCE# O MIC2_R .
(HD_AUDIO1 a . S we audio frontal.

9 broches) L
(voir p.1, No. 20)



le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.
Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour
installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

6_2 1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais

N

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les

brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle Realtek
et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteur du ventilateur 1 I GF—oenD Cette carte mére est dotée d’'un

2(|O FAN_VOLTAGE

du processeur 3PS S emten conrroL  connecteur pour ventilateur de

(CPU_FANT1 a 4 broches) processeur (Quiet Fan) a

(voir p.1, No. 15) 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteur d’alimentation — Veuillez connecter une source

wov—E ][ H-+9v o . .

ATX 19V d'alimentation ATX 19V a ce

eno—E [ H-eno

(ATX_PWRI a 4 broches) connecteur.

(voir p.1, No. 1) *La fiche d'alimentation
électrique s'adapte a ce
connecteur dans un seul sens.

Embase de luminosité de 1 8 1: BKLT_PWR

lécran plat 10000000 2: BKLT_PWR

(BLT_VOLI a 8 broches) 3: BKLT_EN

(voir p.1, No. 9) 4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down

H610TM-ITX
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Connecteur panneau
LVDS

1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(LVDS1 a 30 broches) 2 LCD_VDD 17 A3N
(voir p.1, No. 13) 3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4AN
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Embase d’intrusion chéssis Cette carte mere prend en charge
(CI1 a 2 broches) oD la fonction de détection CHASSIS

(voir p.1, No. 16)

Signal

OUVERT qui alerte l'utilisateur en
cas de retrait du boitier du chassis.
Cette fonction requiert un chéssis

a conception intégrant la détection

d’intrusion.

Embase du capteur
thermique

(TH1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 21)

[e[o]

Raccordez un céble de
thermistance 2 broches a cette
embase pour utiliser un capteur
thermique externe avec la carte

mere.

Embase d’arrét de la dalle
(PANEL_SWT1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 12)
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PWRDN
GND

Cette embase peut étre utilisée
pour raccorder un interrupteur qui
active/désactive le rétroéclairage
de Iécran a dalle LVDS.
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Prise MIC numérique [T Tolololo) 1: +5V

(DMICI a 5 broches) 2: Sans broche

(voir p.1, No. 17) 3: DMIC_CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3,3V

Francais
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1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre H610TM-ITX. In questo manuale, i capitoli 1 e 2

contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre H610TM-ITX (fattore di forma sottile mini-ITX)
+ 1x /O Shield sottile Mini ITX (opzionali)

+ 1x1I/O Shield Mini ITX (opzionali)

+ 1x cavo dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1x cavi di alimentazione SATA (opzionali)

+ 3 xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (opzionali)

+ 1x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

Fattore di forma sottile mini-ITX (compatibile con Mini-ITX)

Design condensatore solido

Supporta processori 13" & 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
Potenza a 4 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 Alloggi DDR4 SO-DIMM
Supporta memoria DDR4 non ECC, senza buffer fino a 3200*

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)

Quattro opzioni di output grafico: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x porte
D-Sub

Supporta 2 x HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione
massima fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

1 porta HDMI (posteriore)

1 porta HDMI (interna)

* (Opzionale) Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso)
risoluzione max. fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a
120 Hz
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Audio .

LAN .

1/0 0

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a

60 Hz

Supporto LDVS con risoluzione massima fino a 1920x1080 a 60 Hz
Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC269
1 x MIC-In

1 x uscita Line

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x Connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)
1 x porta D-Sub

* (Opzionale) 1 x porta COM

2 x porte HDMI: HDMI1 (posteriore), HDMI2 (interna)

* (Opzionale) 1 x DisplayPort 1.4

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)
1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

* (Opzionale) 2 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (supporta protezione

da scariche elettrostatiche)

Archiviazione -

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

Connettori audio HD: Uscita Line/Microfono

2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
1 x socket Blazing M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2260/2280 fino a Gen5 x4

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
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Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Alimentazione

Certificazioni

1 x connettore intrusione telaio

1 x Header di selezione tensione pannello

1 x Header di selezione tensione inverter retroilluminato
1 x Header di luminosita FPD

1 x Header di spegnimento pannello

1 x connettore LVDS

1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).

1 x connettore alimentazione 19V 4-pin (2-pin)

1 x Header sensore termico

1 x connettore audio pannello frontale

1 x connettore casse interne (4 pin)

1 x Connettore MIC digitale

2 x connettori di alimentazione SATA

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
Supporto di SMBIOS 2.7

Rilevamento temperatura CPU

Flussometro ventola CPU

Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU)

Controllo varie velocita ventola CPU

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

1 x connettore CC (supporta alimentatori CC 19 V)

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

59



60

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio
e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la m
CMOS @
(CLR_MOS1)

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 6) P P

CLR_MOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLR_MOS] per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Header di selezione 1-2:+19V

Qoo
tensione inverter 123 2-3:+12V
retroilluminato
(3 pin BKT_PWRI1)
(vedere pag. 1, n. 10)
Header di selezione 1[C]CIOI0[0] 1-2: 43V
tensione pannello 2-3:+5V
(5 pin PNL_PWR1) 4-5:+12V

(vedere pag. 1, n. 11)

Attenzione:
Se la potenza di retroilluminazione selezionata o la potenza del pannello ¢ superiore

alle specifiche del pannello, potrebbe danneggiarlo.



1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore di
stato del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione dei

pin definita di seguito. Annotare

i pin positivi e negativi prima di

collegare i cavi.

PWRBIN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato
di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando
& spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale
consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED attivita
del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a

questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.

Connettore casse interne 1 Collegare l'altoparlante dello
(SPK_OUT1 4 pin) ) chassis a questo header.

O
(vedere pag. 1, n. 19) Qooo

R+ - - +1L
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Connettori Serial ATA3 SATA_1 SATA 2 Questi due connettori SATA3
(SATA_1: [—=l [[—= supportano il cavo dati SATA per
vedere pag.1, n. 4 dispositivi di archiviazione interna
(SATA_2: con velocita di trasferimento dati
vedere pag.1,n. 5 fino a 6,0 Gb/s.

Connettori di Collegare i cavi di alimentazione
alimentazione SATA 2V = SATA.

(SATAPWRI: GND ——=

vedere pag. 1, n. 3) GND ——=

(SATAPWR2: e il

vedere pag. 1, n. 2)

Connettore USB 2.0 UsB_PWR Su questa scheda madre ce un

(USB2_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

connettore USB 2.0. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

1 due porte.
P-
USB_PWR
Header USB 3.2 Genl meap o+ Suquesta scheda madre ce
. IntA_P_D -
(USB3_1_2a 19 pin) GND un connettore USB 3.2 Genl.
IntA_P_SSTX+
(vedere pag. 1,n.7) IntA_P_SSTX- Questa basetta USB 3.2 Genl pud
GN D
IntA_P_SSRX +
Inth- PSSR - supportare due porte.
Vbu‘s ‘
OJo]o o[o[o]
olololololololo]o
Vbu s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GN D
IntA_P_D -
IntA_P_D +
Header audio pannello out_rer—fo]O} out2_L Questo header serve a collegare i
. — J_SENSE . egs_ s . :
anteriore MIC_RED — | our2r  dispositivi audio al pannello audio
. PRESENCE# MIC2_R .
(HD_AUDIO1 a 9 pin) oD ! we, L anteriore.

(vedere pag. 1, n. 20)
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis
Q deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro

manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario collegarli
per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettore ventola CPU 1 I G}—Gnp Questa scheda madre ¢ dotata
2||O FAN_VOLTAGE
(CPU_FANT1 a 4 pin) 3PS T emten conro.  di un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 15) della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore di — Collegare un alimentatore ATX a
alimentazione ATX da 19V A [ 19V a questo connettore.
eno—E [ H-eno

(ATX_PWRI 4 pin
(vedere pag. 1,n. 1)

*La spina di alimentazione puo
essere inserita in questo connettore

con un solo orientamento.

Header di luminosita FPD 1 8
(8 pin BLT_VOL1)
(vedere pag. 1,n.9)

: BKLT_PWM

: BKLT_PWM

: BKLT_EN

: BKLT_PWM
GND

GND

: Luminosita_Su

gooo00000

®© N QU R W N

: Luminosita_Giu
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Connettore pannello

(30 pin LVDS1) 1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(vedere pag. 1, n. 13) 2 LCD_VDD | 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 AlP 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Header di intrusione nello 1 Questa scheda madre supporta la
chassis oD funzionalita di rilevamento CASE
(CI1 a 2 pin) Signal OPEN che rileva se il coperchio
(vedere pag. 1, n. 16) dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello
chassis.
Header sebnsore termico ] Col'legare un cavo termistore a
(TH1 2 pin) 2 pin a questo connettore per
(vedere pag. 1, n. 21) utilizzare un sensore termico
esterno con la scheda madre.
Header di spegnimento ) Questo header puo essere
pannello utilizzato per collegare un
(PANEL_SW1a 2 pin) PWRDN interruttore che accende/spegne la
GND

(vedere pag. 1, N. 12) retroilluminazione del display del

pannello LVDS.
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Connettore MIC digitale . [o] Tololo[0) 1: +5V

(5 pin DMICI) 2: Nessun pin
(vedere pag. 1, n. 17) 3: DMIC_CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3,3V
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base H610TM-ITX. En esta documentacion, los capitulos 1 y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base H610TM-ITX (factor de forma Thin Mini-ITX)
+ 1x Proteccion de E/S Thin-Mini ITX (Opcional)

+ 1x Mini ITX escudo I/O (Opcional)

+ 1x Cable de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1x cable de alimentacién SATA (Opcional)

+ 3 x tornillos para sockets M.2 (M2*2) (Opcional)

+ 1x separador para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Tarjeta
grafica

« Factor de forma Mini-ITX (compatible con Mini-ITX)

« Disefio de condensador solido

+ Compatible con la 13a y 12a generacion de procesadores
Intel® Core™ (LGA1700)

+ Diseflo de 4 fases de alimentacion
+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®
+ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
« 2 x Ranuras DIMM SO DDR4
+  Admite memoria DDR4 no ECC sin bufer de hasta 3200*
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
-+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

+ 1xZbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT

- Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
+ Arquitectura de graficos Intel® X* (Generacion 12)
+ Cuatro opciones de salida grafica: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Puerto
D-Sub
» Compatible con 2 x HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima
de 4K x 2K (4096x2160) a 60Hz
1 x Puerto HDMI (Trasero)
1 x Puerto HDMI (Interno)
* (Opcional) Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido),
resolucion mdxima hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz o 5K (5120x3200) a
120 Hz
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Audio

LAN

E/S

Almacena-
miento

Admite D-Sub con una resoluciéon méxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite LVDS con una resoluciéon maxima de 1920x1080 a 60 Hz
Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Cédec de audio Realtek ALC269
1 x Entrada de micréfono

1 x Salida de linea

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector de CC (compatible con adaptador de alimentacion de
19V)
1 x Puerto D-Sub

* (Opcional) 1 x puerto COM

2 x Puertos HDMI: HDMI1 (Trasero), HDMI2 (Interno)

* (Opcional) 1 x DisplayPort 1.4

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 de tipo A (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)
1 x Puerto USB 3.2 Gen2 de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

* (Opcional) 2 x Puerto USB 3.2 Gen2 de tipo A (admite proteccion

contra descargas electrostaticas)

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostéticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Salida de linea / Micr6fono

2 conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las funciones
NCQ, AHCI y Conexidn en caliente

1 x Zdcalo Blazing M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2260/2280 con clave M hasta Gen5 x4

* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque

1 x Zbcalo M.2 (M2_3), admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de
tipo 2280 con clave M
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Conector

Funciondela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Alimentacion

1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis

1 x Base de conexiones de seleccion de voltaje del panel

1 x Base de conexiones de seleccion de voltaje del inversor de
retroiluminacion

1 x Base de conexiones de brillo FPD

1 x Base de conexiones de apagado del panel

1 conector LVDS

1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU

con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

1 x conector de alimentacion de 19V de 4 contactos (2 contactos)
1 x Base de conexiones de sensor térmico

1 x Conector de audio en el panel frontal

1 x Base de conexiones de altavoz interna (4 contactos)

1 x Base de conexiones del micréfono digital

2 x conector de alimentacién SATA

1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)
(admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0
Admite SMBIOS 2.7

Deteccion de temperatura en la CPU

Tacometro de ventilador de la CPU

Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automdtico de la velocidad
del ventilador del chasis mediante temperatura de la CPU)
Control de varias velocidades del ventilador de la CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 'V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

1 x Conector de CC (admite adaptadores de alimentacion de 19V y
CC)
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Certificaciones - FCCyCE
+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su
propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No i inguna resp bilidad por los

posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

(CLR_MOS1)
(consulte la pag. 1, n° 6)

Puente de borrado de CMOS

Puente de 2 contactos

CLR_MOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacién. Después de esperar 15
segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLR_MOS]1 durante 5
segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS.
Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema
primero y, a continuacion, deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.
Tenga en cuenta que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado
seran eliminados Gnicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de

puente después de borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podra detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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Base de conexiones de 500 1-2:419V
seleccion de voltaje del 123 2-3:412V
inversor de

retroiluminacion

(BKT_PWRI de 3 pines)

(consulte la pag. 1, n° 10)

Base de conexiones de ; 1-2:43V
seleccion de voltaje del 2-3:45V
panel 4-5:+12V

(PNL_PWRI de 5 pines)
(consulte la pag. 1, n° 11)

Advertencia:

Sila potencia de retroiluminacion o la potencia del panel seleccionada son superiores a

las especificaciones del panel, este puede resultar dafiado.
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1.4 Conectores y bases de conexiones incorporados

Las bases de conexiones y los conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
A sobre estas bases de conexiones y conectores. Si coloca tapas de puente sobre las bases de conexiones y
los conectores dafiard de forma permanente la placa base.

Base de conexiones del Conecte el botén de alimentacion,
panel del sistema
(PANELLI de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)

el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema

que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segun las

HDLED-
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la que
su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

Q PWRBTN (boton de alimentacion):

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de alimentacién, boton de restablecimiento, indicador LED de

alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo
del panel frontal del chasis a esta base de conexiones, asegiirese de que las asignaciones de los cables y
los contactos coinciden correctamente.

Base de conexiones 1 Conecte el altavoz del chasis a este

interna 7 cabezal.
(SPK_OUT1 de . O O O
4 contactos) R+ - - +1

(consulte la pag. 1, n° 19)
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Conectores Serie ATA3 SATA 1 SATA_2 Estos dos conectores SATA3

(SATA_1: [——l [——1 admiten cablesde datos SATA

consulte la pag. 1, n° 4) para dispositivos de

(SATA_2: almacenamiento internos con una

consulte la pag. 1, n° 5) tasa de transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

Conector de alimentacion Conecte un cable de alimentacién

SATA +12V — SATA.

(SATAPWRI: GND ——=

consulte la pag.1, n° 3) GND ——=

(SATAPWR2: e B

consulte la pag.1, n° 2)

Base de conexiones use_PuiR Esta placa base tiene otra base de

USB 2.0
(USB2_1_2de
9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

conexiones USB 2.0. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

U8 PWR
Base de conexiones mapp.'?  Estaplacabase tiene otra base de
USB 3.2 Genl '?:’;’D i conexiones USB 3.2 Genl. Esta
IntA_P_SSTX+
(USB3_1_2de IntA_P_SSTX- base de conexiones USB 3.2 Genl
GN D
19 contactos) IntA_P_SSRX + admite dos puertos.
IntA_P_SSRX -

(consulte la pag. 1, n° 7)

IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GN D
IntA_P_D -
IntA_P_D +
Cabezal de audio del panel ~ our rer—{o]O}- our2 L Este cabezal se utiliza para
O— J_SENSE X . X
frontal mic_reD —— O[O ou2r  conectar dispositivos de audio al
PRESENCE# O MIC2_R .
(HD_AUDIOL1 de GND wez . panel de audio frontal.

9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 20)
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores,

sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda funcionar
correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis
para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en la base de conexiones de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario que
los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel de
control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 15)

1
2
3
4

O}—GND

O1— FAN_VOLTAGE

O1— CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacién
ATX de 19V
(ATX_PWRI 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 1)

H?vaBfﬂ?V
eno—E [ H-eno

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 19V en este

conector.
*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una unica direccion.

Base de conexiones de
brillo FPD

(BLT_VOLI de

8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

1 8

goo00000

: RETROILU_ALIM
: RETROILU_ALIM
: RETROILU_EN

: RETROILU_PWM
: TIERRA

: TIERRA

: Subir_Brillo

: Bajar_Brillo

N U R W N
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Conector del panel LVDS

Nombre de la Nombre de la
(LVDSI de 30 contactos) PIN seRal PIN |
(consulte la pég. 1, n° 13) 1 LCD_VDD 16 CLK1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 TIERRA 19 A4N
5 N/D 20 A4P
6 TIERRA 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AQP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 AlP 25 TIERRA
11 A2N 26 TIERRA
12 A2P 27 CLK2N
13 TIERRA 28 CLK2P
14 TIERRA 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Cabezal de intrusion de 1 Esta placa base es compatible
chasis oD con la funcion de deteccion de
(CI1 de 2 contactos) Signal CUBIERTA ABIERTA que detecta
(consulte la pdg. 1, n° 16) si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcién requiere un
chasis disefiado para la deteccién
de intrusion del chasis.
Base de conexiones del ] Conecte un cable de termistor
sensor térmico de 2 contactos a esta base de
(TH1 de 2 contactos) conexiones para usar un sensor
(consulte la pag. 1, n° 21) térmico externo con la placa base.
Base de conexiones de ) Esta base de conexiones se
apagado del panel puede utilizar para conectar un
(PANEL_SW1 2 contactos) PWRDN interruptor que enciende y apaga
GND

(consulte la pag. 1, n° 12) la retroiluminacion de la pantalla

del panel LVDS.
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Base de conexiones del . [o] Tololo[0) 1: +5V

micréfono digital 2: Sin pin
(DMICI1 de 5 contactos) 3: DMIC_CLK
(consulte la pag. 1, n° 17) 4: TIERRA
5: DMIC_DATA
6: +3,3V
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1 BBepeHune

Brraropapnm Bac 3a npuo6perenue cucremHoit miarsl H610TM-ITX. Pasmensr 1 n 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COfiepKaT o61ye CBefIeHNsA O CYCTEMHOII II/IaTe ¥ IONIaroBbie
MHCTPYKIUN IO YCTaHOBKE.

BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHMAauuu mosicem Gbimb usmereHo 6e3 npedsapumenvHozo

Q ITo npunume 06H0BNCHUS XAPAKMEPUCIIUK CUCTEMHOIL NAIGMbL U NPOZPAMMHOZ0 06ecneHeH s
Y6e0OMIEHUS.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

+ Cucremnas mara H610TM-ITX (tonkuit popm-dakrop Mini-ITX)

+ 1 x ToHkmit 9KpaH MaHenu ¢ mopramu BBoa-BeiBoga Mini ITX (orruust)
+ 1 x OKpaH naHenu ¢ mopramu BBoAa-seiBoga Mini ITX (oms)

+ 1 kabenb nepegaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (omums)

« 1 x Ka6emn nurannsa SATA (omuus)

3 BUHT A1 pasbema M.2 (M2*2) (ommyust)

« 1 croiika g raesga M.2 (omius)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Fpaduueckan
nogcucrema

Tonkuit popm-dakxrop Mini-ITX (coBmectum ¢ Mini-I1TX)

Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

Toapepskka mporeccopos 13-ro & 12-ro noxonenus Intel* Core™
(LGA 1700)

Cucrema nutanus 4

IToppeprxxa texnonoryu Intel® Hybrid

IMoxnepxuBaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
JIByxKxaHanbHas namAaTb DDR4

2 cnora DDR4 SO-DIMM
IToppeprxka HeOydepusosarno mamst DDR4 6es ECC mo 3200*

* TononuuTenbHas nHGOpManys npezicrapnena B Crmcke

coBmectnMmoit mamsitu (Memory Support List) Ha Be6-caitte ASRock.

(http://www.asrock.com/)

Makcumanbubiii 06bem O3Y: 64 I'6
IMoppepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 cnot M.2 (xmiou E) mia mopyna WiFi/BT Ttuma 2230

Bcrpoennsiit Bugeoapantep Intel® UHD Graphics u Berxopst
VGA nopjep>xnBaroTcs ToNbKO npu ucnonbzosanuu LI co
BCTPOEHHBIMI TPpadIrIecKMMI IIPOLIECCOPAMIL.

Ipacmueckast apxurexrypa Intel® X° (12 mokonetnne)

Yersipe rpapmueckux Beixoga: 2 HDMI, 1 LVDS, 1 mopt D-Sub
Ioppep>xkxa 2 HDMI 2.1 TMDS coBMecTM ¢ MaKCUMa/IbHBIM
paspemtennem fo 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iig

ITopr HDMI x 1 (c3apu)

ITopr HDMI x 1 (BHYyTpeHHMI1)

* (Honomuurenvuo) Ioppmepxxa DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxaTom

dopmarte), ¢ Maxc. paspemennem o 8K (7680x4320), 60 Ity/
5K (5120x3200), 120 Tt
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« Tloppgepxusaercs D-Sub ¢ MakcuMambHBIM pas3perieHneM 0
1920x1200 mpu 60 Ity

- Tlompepxxka LVDS ¢ MakcumanbHbIM paspemienueM o 1920x1080
nipu 60 Iig

- Ilognepxka HDCP 2.3 ¢ pasbemamn, coBmectumbimu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

3BYK - Ayanokopek Realtek ALC269
+ 1 MUKpO]OHHBII BXO]

o 1 x JInHeNHbIT BHIXO],

nBC + PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wur/c
+ Realtek RTL8111H
« Iloppepxusaercs npobysxpenue o JIBC
+ MonnuesamuTa 1 3alMUTa OT 37EKTPOCTATUYECKUX PAa3PAIOB
« Tonpepxxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Ilomnepxusaercsa PXE

MopTtbi 1 BXOJ IMTaHMSA IOCTOSTHHOTO TOKa (coBMecTuM ¢ 19-B 610K0M
BBopa/ MATAHNA)
BbiBOAa e 1 IIopT D-Sub

*(HomonuurensHo) 1 COM-nopra
+ 2 nopra HDMI: HDMI1 (c3apu), HDMI2 (BHYTpeHHMi1)
*(Hononuurensro) 1 mopt DisplayPort 1.4
+ 1ITopr USB 3.2 Gen2 tum A (C 3aIUTOIT OT 9/IEKTPOCTATIUIECKUX
PpaspsmoB)
+ 1ITopt USB 3.2 Gen2 tun C (c 3aLMTOI OT 37I€KTPOCTATUIECKIX
paspsimoB)
* (Domonuutensro) 2 Ilopt USB 3.2 Gen2 tum A (¢ 3a1uroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PATOB)
« 2 mopTta USB 2.0 (c 3a1mmTost OT 97eKTPOCTATNIECKUX PAa3PsIOB)
« 1 xmopt JIBC RJ-45 ¢ nngukaropamu (AxtuBHOCTH/COefIHEHNE U
CKopoCTb)
+ Pazpemer HD Audio: JInnerinbit Bbixon/ Mukpodon

3anomuHalo- « 2 nopra SATA3 6,0 I'6ur/c, noguepxxusarorcs NCQ, AHCI u
wue «ropsYas» 3aMeHa
ycTpoiicTBa 1 cnor Blazing M.2 (M2_1), noapep>xusaercs Mofynb M.2 PCI
Express tumna 2260/2280 ¢ xmrouom M pio Bepcun Gen5 x4
* Ilonep>KMBalOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna NVMe
« 1 cmor M.2 (M2_3), nogaep>kuBaercst MOgynb M.2 SATA3 Tuma

2280 ¢ xmo4oM M ¢ IpomycKHolt criocobHocTbI0 6,0 ['6nT/c



Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypoBa-
HUA

OnepauvioH-
Hbleé cucTeMbl

MutaHune

1 X KO/ofIKa [/ ATYMKA BCKPBITHA KOPITyca

1 x Konmopixa BbI60pa HaNpsHKEHA TAHETN

1 x Konmopixa BeI60pa HalpsiKeHMs MHBEPTOPA MOJCBETKIA
1 x Konopnxa apkoctun FPD

1 x Komoika BBIK/TIOUEHVIST TTaHe I

1 x Pagpem LVDS

1 x pasbem s BeHTUIsATOpa oxnaxaerns LIIT (4-KOHTaKTHbIIT)

* Pagpem TIPOLIECCOPHOrO BEHTUIATOPA ITOAAEPIKMBAET BEHTUIATOP C

noTpebnsaembiM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).

1 paspem mmtanus 19 B, 4-KOHTaKTHBI (2-KOHTaKTHBII)
Korozika TemIepaTypHOro AaT4mKa X 1 mr.

1 ayAnopasbeM A/is epeHeit maHesn

1 KOJIOfIKa [I/Ist BHY TPEHHETO AIMHAMIKA (4-KOHTaKTHBDIII)

1 Konopxa 1 posoro Mukpodosna

2 x Pagpem nurannsa SATA

1 xonozka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3auuroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsAIOB)

1 xonozka USB 3.2 Genl1 (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuroit ot

9MIeKTPOCTATUYECKYX PA3PAIOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ moppep»xkoii rpadudeckoro nHrepderica
IMoppeprxka GpyHKIMIT Ipobyxaenus o crangapry ACPI 6.0
Ioppep>xxa SMBIOS 2.7

Hatuuk temneparyps IIT

Taxomerp BenTMIATOpa 11

Becurymusiit Bentustop LT (c aBToMaTn4ecKoit peryinpoBKoit
CKOPOCTY BpalljeH)s KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA IO TeMIleparype
mporeccopa)

PerynupoBka ckopocTy BpaueHus BeHTunATopa 111

JlaTumK BCKPBITUA KOpITyCca

KonTponp Hanpsxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LII1

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigaas) / 11 (64-paspsigHast)

1 x Paz’beM IMOCTOSIHHOTO TOKa (ITOAAEP)KMBAIOTCS OIOKI IIUTAHIS

Ha 19 B mocr. Toka)

H610TM-ITX
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Ceptuéduka- - FCC,CE

yusa

A

« Comectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xopyum 610K IUTaHuU,

cooTBeTCTBYyIoIMii crangapTy ErP/EuP)

Credyem yuumvieams, 4mo paszon npoueccopa, 6Kmouas usmenenue nacmpoex BIOS, npumenenue

mexronozuu Untied Overclocking u uc Hue uHcmp, paszona UMBIX
npou. i1, CONpsdIEH ¢ Onp M puckom. Pazzon npoyeccopa mosicem cHu3umo

CMabunLHOCMb CUCMeMbl UL Oddice npusecmu K naspem’beﬂuw ee KOMNOHeHmos uycmpoﬁcma.

Paseon npoyeccopa ocyusec 5 1o, Ha cobc i puck u 3a co6cmeenHbiil

cuem. Mol He Hecem mb 3a Hblll yu4epo, 6bI36aHHDLTL PA320HOM NPOLECCOPa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa IIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu TI€pEMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

Short Open

ITepembruka cOpoca m
Hacrpoek CMOS @
(CLR_MOS1)

2-KOHTaKTHasA IlepeMbIYKa
(M. cTp. 1, Ne 6)

CLR_MOSI ncnonbayercs wist ypanenus ganabix CMOS. Yto6b cOpocuts 11 06HYIUTD
TapaMeTphl CYICTeMbI Ha HACTPOVIKM 110 YMOTYaHNIO, BHIK/TIOUNTE KOMIbBIOTED 1
U3BJIEKUTE OTK/TIOYNTE Kabe/Ib IUTAHNUA OT UCTOYHMKA IUTaHUA. BebkauTe 15 ceKyH

1 HAKM[THOJ IIepEeMBIYKOl 3aMKHMTe KOHTaKThl pasbeMa CLR_MOSI1 Ha 5 cexynp. He
cbpacoiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6Hosnerns BIOS. ITpn HeobxopumMocT
copocuts Hactpoitku CMOS cpasy nocie obnosennst BIOS cHavana nepesarpysure
CHUCTeMy, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep meper; copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4to
[Iaposb, jaTa, BpeMsA U IPOQUIb HOIb30BATE/A 10 YMOMTIYAHNIO COPACHIBAIOTCS TONBKO B
TOM ciIy4ae, eciu usBjedb b6arapero CMOS. ITocne copoca Hacrpoek CMOS He 3a6ynbre

CHATb HAKMIHYIO IIEPEMDBIYIKY.

Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu Kk onpedeneHuio 6ckpvimuto kopnyca. Ymo6ot
00HYIUMb 3aNUCh NPedbIOYULe20 ONpeoesienss 6CKPbLMuA KOPpHyca, UCnonb3ytime napamemp
Clear Status (O6Hynumu cocmositue) BIOS.
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Konozka Bor6opa 500 1-2:+419B
HAMPSDKEHMA NHBEPTOpa 123 2-3:412B
TIOZICBETKM

(3-KOHTaKTHBIIA,

BKT_PWRI)

(em. cTp. 1, Ne 10)

Kornozka Bor6opa 1 [CIoloIo0] 1-2:+3B
HaNpsAKeHMs MaHenn 2-3:5B
(5-KOHTaKTHBIIA, 4-5:+12B

PNL_PWR1)
(em. cp. 1, Ne 11)

Bunmanne!

Ecmn BbIﬁpaHHai[ MOIIIHOCTD IMOJACBETKM VIV MOIITHOCTD ITAHE/IV BBIIIE TEXHNMYECCKNX

XapaKTEePUCTUK MMaHEIN, BO3SMOKHO MOBPEXEHNE ITAHEIN.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHOMN
njnare

Pacnonoxcenvie Ha cucmemHoti niame konooku u paseemvl HE siensomcs nepemvrukamu. HE

A ycmauusﬂusuﬂme HA dMU KON0OKU U p{lS'beMbl nepembmku-xonnamcu. Yemanoska nepembmek-
KONNA1KOB HA IMU KOTOOKU U PA3beMbL MOJKeN 8bl36amb HeYCMPAHUMOe nospesicoeHiUe
CUCMeMHOT NAAMbl.

Konopka cucremHoit PLED+ TlopK/IIo4YnTe PacHONOKEHHbIE
MaHenm

(9-xonrakrtHast, PANELI)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

Ha KOPITyce KHOMKY MTaHu,
KHOIIKY Ilepe3arpysKku 1
MHIUKATOP COCTOSIHUS CUCTEMbI
K 9TOif KOJIOZIKE B COOTBETCTBUM

C Ha3HAYE€HMEM KOHTAaKTOB,

HDLED+
npuBeleHHbIM HKe. [lepen
TIOAK/II0OUeHeM Kabeneit
onpesieNnnTe MONMOKUTETbHBIN 1
OTpUIIATEIbHBIN KOHTAKTBI.
PWRBTN (knonka numanus):

Tookntouenue kHoNKU NUMaHus, PuCﬂO}lO}K@HHOﬁ Ha nepebﬂeﬂ navenu Kopnycm Moscro
HAcmpoums €Noco6 BbIKTIIOHEHUS CUCEMbL NpU HAXAMUU KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa copoca):

Ilookniouerue kHonku copoca, pacnonoxieHHotl Ha nepeoreil naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvl nepesanycmunb KOMAvlomep, eciu OH 3a8UC U HOPMATIbHbLIL nepe3anyck
HEB0O3MOMEH.

PLED (ceemo0uo0mvtii uHOUKAMOop NUmaHnus Cucmemvt):

ook ntouerue UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACNIOTIONCEHHO20 HA NepedHell nanenu Kopnyca.
Ceemoduodnvlil uHOuKamop 2opum, K020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema Haxodumcs 8
pesncume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozoa cucmema Haxo0umcs 6 pesxcume OMUOGHUS
S4 unu sviknouena (S5), ceemooduod He zopum.

HDLED (ceemoduodHutii unouxamop pabomot #ecmxozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emodu00H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIOHEHHO020 HA
nepedreti nanenu. Céemoduo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BbINONIHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3ANUCL OAHHDIX.

Iepednss namens moxcem Gvimv pasnoti Ha pasnvix Kopnycax. Ha nepedueti nanenu pacnonosxcervt
KHONKA NUMAHUS, KHONKA Nepe3anycka, UHOUKamop numanus, uHOUKAmMop pabomt Kecmxozo
Oucka, ounamux u m.o. IIpu nodkmoueHuu nepeoHeil naHeau K amoti Kono0ke nookmouatime
1pP080JA K COOMBEMCMBYIOUAUM KOHMAKMAM.

Konopgka mis 1 IIpennasnayena s

BHYTPEHHETO JUHAMMKa TIOAKTIOYEHNA JUHAMIKA

(4-xoHTaKTHas
SPK_OUT1) R+ - - +1
(em. cTp. 1, Ne 19)

KopIyca.
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Pasbemsr Serial ATA3
(SATA_1:

cm. cTp.1, Ne 4)
(SATA_2:

cm. cTp.1, Ne 5)

SATA_1

SATA_2 Iti iBa pasbema SATA3

[——1 [[—= npennasnagens: mrsx

TIOAK/TIOUEeHNA Kabernert
maHHBIX SATA BHyTpeHHNX
3aIIOMMHAIOIVX YCTPOCTB IS

Tnepefadn JaHHbIX CO CKOPOCTDIO

10 6,0 T6urt/c.

Pasbembl nuranus SATA IopxmounTte Kabeau MUTaHUs
(SATAPWRI: +12v = SATA.
cM. crp. 1, Ne 3) GND ——=
(SATAPWR2: GND ——=

+5V — 1
cm. cTp. 1, Ne 2)
Konogxka USB 2.0 USBEPWR Ha cucremHoOI 1171aTe MMeeTCs
(9-xoHTaKTHas, onHa komogka USB 2.0. Kaxkmas
USB2_1_2) komoznka USB 2.0 moppmep>xuBaeT

(cm. ctp. 1, Ne 8) 1 7ABa IOpTA.
P-
USB_PWR
Konomku USB 3.2 Genl map .0  HacucremHOI mIate uMeeTcst
(19-KoHTaKTHas, e onHa komopka USB 3.2 Genl.
USB3_1_2) |nm‘rrt>f§:firsm Ita konopka USB 3.2 Genl

(em. cTp. 1, Ne 7)

IntA_P_SSRX -

GN
INtA_P_SSRX +

Vbu s

MOAIZIePXKMBAET Ba IIOPTA.

Vbu s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +

GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+

o[o]o]o]o]o]o]o]ofo]
o[o]o ofo]o

GND
IntA_P_D -
IntA_P_D +

Aya1oKomnofKa nepeHeit
TTaHe N

(9-xonTakToB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 20)

OUT_RET —

MIC_RED —
PRESENCE#

- out2_L dra KOmoKa mpefHasHavYeHa g1d
— J_SENSE o
out2 R TIOJK/TIOUEHMA ayAMOYCTPONCTB K

GND

O MIC2_R o
TepeHeN ayiMoIaHenn.

MIC2_L
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HO 07151 € NPABUNLHOL PA6OMbL HEOOX00UMO, UMOObL NPOBOO NAHENU KOPNYCa H000epIUEan

Q 1. Ayduocucmema 6vic0K020 paspeuienusi noooepicusaen GyHKyuI0 PacnosHA6AHUS PA3BEMA,

nepedayy cuzranoe HDA. VIncmpyKuuu no ycmanosKe CUCeMbl CM. 6 IMOM PyKosodcmee u

pyKkosodcmee Ha Kophyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC’97 nodknwouume ee Kk ayouokonooke nepeoHeti nauenu,

Kax ykasamo dazee:
A. IHooknrouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Hooxnouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.
C. ITooknouume nposood 3asemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmut MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 0715 ayOuonaHesnu 8bicokozo

paspewenrus. [Ipu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nookno4amo He HyxHo.
E. Ymo6bvt akmusuposamv nepednuii Muxpoou, nepeiioume na 6xnaoxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupytime napamemp Ipomkocmp 3anucu.

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

PasbeM BeHTHM/IATOPA
OXJIKZIEHNS TIPOLECCopa
(4-xonrtakra, CPU_FAN1)
(cm. cTp. 1, Ne 15)

OTa MaTepMHCKas IIaTa CHabXKeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM JI/IA
MasIONIyMAIIEeT0 BEHTU/IATOpA
LIII. Ecnn BB cobupaerech
TIOZIK/TIOYNTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTU/IATOP OXIAXKCHIA
TIpolieccopa, MOAK/IIYaiiTe ero K

KOHTakTaMm 1-3.

Paszbem muranms ATX 19 B —
(4-xonTaxTHast, ATX_PWR1 nov—E [ v

eno—E ][ H-eno

(em. cp. 1, Ne 1)

K panHOMYy pasbemy
TOAK/TIOYAeTCs MICTOYHMK IIMTAHUA
ATX 19 B.

*PasbeM OT 6/10Ka IUTAHMS
TIOfICOEAIMHACTCA K 9TOMY pasbeMy

TOJ/IbKO B OHHOﬁI OpMEHTaLNN.

Konopxka sipkoctu FPD 1 8

(8-xoHTaKTHas,
BLT_VOL1)
(em. cp. 1, Ne 9)

gooo0000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR

: BKLT_EN

. BKLT_PWM

GND

GND

: yBCIII/I‘—IeHI/Ie HPKOCTI/I

© N QU W N~

: YMeHblIIeHNe APKOCTU
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Paszbem manenn LVDS

(30-xonTakTHasg, LVDSI) KOHTAKT I-::ausrsnaa:vale KOHTAKT I-::a“:-:-B"aa:vale

(em. cp. 1, Ne 13) 1 LCD_VDD 16 CLK1P
2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3p
4 GND 19 A4N
5 H.IL 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

KOIIOI[Ka I JaTYMKa 1 Ara MaTepuHCKasd IvlaTa

BCKPI)ITI/IF[ Kopnyca GND HOJI,Hep)KI/IBaeT TEXHO/IOTNIO

(2-xonrakrHas, CI1) Signal OIpefie/ieH st BCKPBITUS KOpITyca

(em. cTp. 1, Ne 16)

10 CHATUIO BerHeﬁ[ HacTu

Kopmyca. [I71s1 3Toit TeXHO/IOTrUM

Heo6X0AUM KOpITyC ¢ yHKIIMei

onpeneeHnAa BCKpbITUA.

Kornopxa TemMieparypHOro 1

JaTYyKa
(2-xonraktHast TH1)
(em. cTp. 1, Ne 21)

TTopkmounTe K 3TOM KOIOIKE

2-KOHTaKTHbII TePMUCTOPHBIII

Kabesb Jis UCTI0/Ib30BAHM

BHEIIHETO TEMIIEPATYPHOI'O

JIaTYMKA C CUCTEMHOI IIaTOI.

KOHO,E[Ka BBIK/TIOYEHMA

TaHem
(2-xonTakTHas PANEL_ PWRON
SW1) GND

(em. ctp. 1, Ne 12)

Ty KOTOIKY MOYKHO

JICTIO/ZTB30BATD /1A MOOK/TIOYEHMA

TIEpEKII0YaTENA /1A BKIIIOYEHA

VI BBIK/TIOYEHWA IMTOACBETKI

nuciuiess LVDS-manenm.
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Kononka rnpposoro :[o] Tolo[o[0] 1:5B

MUKpoOHa 2: bes KOHTaKTOB

(5-xonraxrHas, DMIC1) 3: DMIC_CLK

(em. cp. 1, Ne 17) ‘: ESITI)C -
6:+3.3 B
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae H610TM-ITX. Nesta documentacéo, Capitulo 1 e 2

contém a introdugdo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta

documentagao estard sujeito a alteragées sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa mae H610TM-ITX (Thin Mini-ITX Form Factor)
1 Blindagem E/S Thin-Mini ITX (Opcional)

1 Blindagem E/S Mini ITX (Opcional)

1 x Cabo de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 x Cabo de forga SATA (Opcional)

3 x Parafusos para Soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Porca autdénoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

Thin Mini-ITX Form Factor (compativel com Mini-ITX)
Design de condensador sélido

Suportas Processadores 13" & 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
Design com 4 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

2 x Slots DDR4 SO-DIMM
Suporta DDR4 nao-ECC, uma memoria sem buffer até 3200*

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT

Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.

Arquitetura Grafica Intel® X° (Gen 12)

Quatro opgdes de saida de gréficos: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Porta
D-Sub

Suporta 2 HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolu¢ao max. até 4K
x 2K (4096x2160) @ 60Hz

HDMI x 1 porta (posterior)

HDMI x 1 porta (interna)

* (Opcional) Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido)
resolucdo max. até 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
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Audio .

LAN .

E/S °

Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta LVDS com resolugao méx. até 1920x1080 @ 60Hz
Suporta HDCP 2.3 com HDMI 2.1 TMDS Compativel e Intel®
DisplayPort 1.4 Portas

Codec de Audio Realtek ALC269
1 x Entrada de MIC

1 x saida de linha

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111H

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x entrada DC (compativel com o Adaptador 19V)
1 x Porta D-Sub

* (Opcional) 1 porta COM

2 x Portas HDMI: HDMI1 (Posterior), HDMI2 (Interna)

* (Opcional) 1 x DisplayPort 1.4

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (Suporta Protecdo ESD)

* (Opcional) 2 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (Suporta Protegao ESD)

Armazena- .
mento

2 Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Saida linha/Microfone

2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
Quente

1 x soquete M.2 Blazing (M2_1), suporta chave M tipo 2260/2280
modulo M.2 PCI Express até Gen5 x4

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
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1 x soquete M.2 (M2_3), suporta a tecla M tipo 2280 M.2 SATA3
6,0 Gb/s médulo
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Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Energia

1 x Gabinete de Alimentac¢io de Intrusao

1 Suporte de Painel para Selegao de Tensao

1 Suporte com luz de fundo para Sele¢ao de Tensao do Inversor
1 Suporte Brilho FPD

1 Suporte Painel Desligado

1 conector LVDS

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector de energia 4-pinos 19V (2 pinos)

1 x Suporte Sensor Térmico

1 x Conector de dudio do painel frontal

1 x Cabegote do Alto-falante Interno (4 pinos)

1 x suporte Digital MIC

2 conectores de forca SATA

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

1 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

Sensor de Temperatura CPU

Tacometro da Ventoinha da CPU

Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da ventoinha
do gabinete pela temperatura da CPU)

Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU

Detec¢do de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

1 adaptador CC (Suporta adaptadores de forca CC 19V)
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Certificacoes - FCC,CE
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+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de

overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar

danos nos comp tes e dispositivos do seu sist Ele deve ser realizado por sua conta e risco.

Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W

Short Open

(CLR_MOS1)
(ver p.1,N.2 6)

Apagar o Jumper CMOS
©

Jumper de 2 pinos

CLR_MOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLR_MOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS
logo apés ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
apds ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrio do usudrio serdao apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, nao se

esqueca de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
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Suporte Luz de fundo 1-2:+19V
para Selegao de Tensao do 123 2-3:+12V
Inversor

(BKT_PWRI de 3 pinos)

(ver p.1, N.° 10)

Suporte Painel para ;[O]OJO]O[O] 1-2:+3V
Selecdo de Tensdo 2-3:45V
(PNL_PWRI de 5 pinos) 4-5:+12V

(ver p.1,N.o11)

Aviso:
Se a for¢a luz de fundo ou forga do painel da luz de fundo é superior a espec. do painel,
ela pode danificar o painel.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 18) !

Ligue o botao de alimentagéo,

o botdo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢do abaixo. Observe

HDLED- . g .
HDLED+ 0S8 pinos positivos e negatlvos

antes de conectar os cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botio de reinicializagio
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensao
S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagcio, um botdo de reinicializagdo, um LED de alimentagao,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

Cabegote do Alto-falante 1 Por favor, conecte o alto-falante do

Interno

(4-pin SPK_OUT1)
(ver p.1,N.219)

chassi a este suporte.
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Conectores série ATA3 SATA_1 SATA_2 Estes dois conectores SATA3
(SATA_1: [——=1l |[[—=Il suportam cabo de dados SATA
ver p.1, N.v 4) para dispositivos de armazenagem
(SATA_2: interna com taxa de transferéncia
ver p.1, N.° 5) de dados de até 6,0 Gb/s.
Conectores de for¢ca SATA Conecte os cabos de for¢a SATA.
(SATAPWRI: 12y
ver p.1, N.° 3) GND ——=
(SATAPWRZ GND —}—=u
ver p.1, N.° 2) +5V — 1
Suporte USB 2.0 USB_PWR Hé um cabegote USB 2.0 nesta

B.

(9-pin USB2_1_2)
(ver p.1, N.° 8)

placa-mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.

P-
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Genl mapp.'?  Haum cabegote USB 3.2 Genl
(USB3_1_2 de 19 pinos) IE:’;’D : nesta placa-maée. Este suporte
(ver p.1,N.27) AP S | USB 3.2 Genl pode suportar duas
IntA_P_SSRX EN ° pOI‘taS.
IntA_P_SSRX -

Vbu s

oJO[O]O]O[O]o[o]o]o]
|Q|Q|O ol Iol | |

Vbu s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +

GN D

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GN D
IntA_P_D -
IntA_P_D +

Suporte de audio do painel OUT_RET—O[Of— OUT2.L Este suporte destina-se a conexao

— J_SENSE
frontal MIC_RED —| our2r  dos dispositivos de dudio no

. PRESENCE# MIC2_R . , .

(HD_AUDIOLI de 9 pinos)  enp we2 . painel de dudio frontal.

(ver p.1, N.° 20)
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suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e no

6_2 1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de acordo

com 0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa ligd-los ao

painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vé a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek e

ajuste o “Volume de gravagio”.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

1[TO}—GND

2 E FAN_VOLTAGE

3|] O CPU_FAN_SPEED

2 FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentag¢ao
de 19V ATX

(4-pin ATX_PWRI1

(ver p.1,N.0 1)

—
+|9V7<DB7+T9V
GNngE—GND

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagdo de forca ATX
19V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagao se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagdo.

Suporte Brilho FPD
(BLT_VOLI de 8 pinos)
(ver p.1,N.29)

1 8

gooo0000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR
:BKLT_EN

: BKLT_PWM

: TERRA

: TERRA

: Brightness_Up

0 N N U R W N~

: Brightness_Down
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LVDS Panel Connector
(LVDS1 de 30 pinos)

R 1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(verp.1, N-o 13) 2 | LCDVDD | 17 AN
3 LCD_VDD 18 A3P
4 TERRA 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 TERRA 21 A5N
7 AON 22 AS5P
8 AQP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 A1P 25 TERRA
11 A2N 26 TERRA
12 A2P 27 CLK2N
13 TERRA 28 CLK2P
14 TERRA 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Suporte de intrusao do 1 Esta placa-mde suporta a fungdo
chassi oD de detec¢ao de ABERTURA da
(CI1 de 2 pinos) Signal CAIXA que detecta se a tampa do

(ver p.1, N.° 16)

chassi foi removida. Esta fung¢do
requer um chassi com design de
detecgdo de intrusio.

Cabegote do sensor

1
térmico
(TH1 de 2 pinos)

(ver p.1, N.° 21)

Conecte um cabo termistor de
2 pinos a este cabegote para usar
um sensor térmico externo com a

placa mae.

Suporte Painel Desligado
(PANEL_SW1 de 2 pinos)

(ver p.1, N.2 12) PWRDN

GND

Este suporte pode ser usado para
conectar um interruptor que
liga/desliga a luz de fundo de
visualizagdo do painel LVDS.



Suporte Digital MIC
(DMIC1 de 5 pinos)
(ver p.1, N.2 17)

1[Q]_Io[o]o[0]

H610TM-ITX

1: +5V

2: Sem pin

3: DMIC_CLK
4: TERRA

5: DMIC_DATA
6:+3,3V
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej H610TM-ITX. W niniejszej dokumentacji,

rozdzialy 1 i 2 zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po
kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zostaé zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gléwna H610TM-ITX (w wersji Thin Mini-ITX)

1 x ostona wejécia/wyjscia Thin-Mini ITX (Opcjonalna)
1 x ostona wejécia/wyjscia Mini ITX (Opcjonalna)

1 x kabel danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalna)

1 x kable zasilania SATA (Opcjonalna)

3 x $ruby do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalna)

1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wersja Thin Mini-ITX (zgodne z Mini-ITX)

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 139 & 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
Sekcja zasilania 4 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel” Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Technologia pamigci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 SO-DIMM
Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 non-ECC, do 3200*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230

Whbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore maja zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Cztery opcje wyjscia grafiki: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x port D-Sub
Obstuga 2 x HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczoécig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

1 x gniazdo HDMI (tylne)

1 x gniazdo HDMI (wewnetrzne)

* (Opcjonalnie) Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany)
maks. rozdzielczos¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200)
przy 120Hz
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+ Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz

+ Obstuga LVDS z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1080 przy 60Hz

+ Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoéci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio « Realtek ALC269 Audio Codec
- 1xMICIN

1 x wyjscie liniowe

LAN 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Obstuga Wake-On-LAN
+ Obsluga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Wejscie/ + 1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)
wyjscie + 1xport D-Sub
* (Opcjonalnie) 1 x portu COM
+ 2xgniazda HDMI: HDMII (tylne), HDMI2 (wewnetrzne)
* (Opcjonalnie) 1 x DisplayPort 1.4
+ 1xport USB 3.2 Gen2 typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
+ 1xport USB 3.2 Gen2 typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
* (Opgjonalnie) 2 x port USB 3.2 Gen2 typu A (obstuguje
zabezpieczenia ESD)
+ 2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD)
« lxport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
+ Gniazda audio HD: Wyjécie liniowe/Mikrofon

Przechowy- 2 xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug
wanie + 1x gniazdo Blazing M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2260/2280
modutu M.2 PCI Express do Gen5 x4
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
+ 1xgniazdo M.2 (M2_3), obstuga Key M typu 2280 modutu M.2
SATA3 6,0 Gb/s
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Zlacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Zasilanie

1 x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy

1 x zlacze gléwkowe panelu wyboru napigcia

1 x zlacze gléwkowe napiecia inwertora pods$wietlenia
1 x zlacze gléwkowe jasno$ci FPD

1 x zlacze gléwkowe wylaczenia panelu

1 x ztgcze LVDS

1 x zlcze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x 4 pinowe ztgcze zasilania 19V (2-pinowe)

1 x zlacze gléwkowe czujnika termicznego

1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacze glowkowe glosnika wewnetrznego (4-pinowe)

1 x Zlacza gléwkowe Digital MIC

2 x zlgcza zasilania SATA

1 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
Obstuga SMBIOS 2.7

Wykrywanie temperatury CPU

Tachometr wentylatora CPU

Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury CPU)
Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora CPU
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V, +5 'V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy

1 x gniazdo pradu stalego (Obsluga zasilaczy pradu statego 19 V)
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Certyfikaty « FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig

obstugi ErP/EuP)

ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub nawet

powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzet: systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne
iadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

2 Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg

ryzyko i koszt. Nie odpo
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W

Short Open

Zworka usuwania danych m
z pamieci CMOS
(CLR_MOS1)

(sprawd 5.1, Nr 6) 2-pinowa zworka

CLR_MOSI umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usungé

i zresetowa¢ parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLR_MOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

obudowy.
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Zkacze gtéwkowe napiecia 500 1-2:+19V
inwertora pod$wietlenia 123 2-3:+12V
(3-pinowe BKT_PWRI)

(sprawdz s.1, Nr 10)

Zkacze gtéwkowe panelu .[CIo[olo[0] 1-2: 43V
wyboru napigcia 2-3: 45V
(5-pinowe PNL_PWRI1) 4-5:+12V

(sprawdz s.1, Nr 11)
Ostrzezenie:

Jesli warto$¢ wybranego zasilania pod$wietlenia lub zasilania panelu bedzie wieksza od

podanej w specyfikacji panelu, moze to spowodowac uszkodzenie panelu.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad
tymi ztgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami gléwkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze gtéwkowe na Do tego zlacza gtowkowego mozna

panelu systemu podtaczaé przycisk zasilania,
(9-pinowe PANELI) przycisk reset i wskaznik stanu
(sprawdz s.1, Nr 18) ! systemu na obudowie, zgodnie z
13 Y 8
przydzialem pinéw ponizej. Przed
HoLED: podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfigurowaé

Q PWRBIN (Przycisk zasilania):

sposob wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,

aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia
§1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub wylgczenia
zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie sklada sie
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidtowo dopasowany przydzial przewodéw i pinéw.

Ztacze gtowkowe glo$nika 1 Podlgcz to tego zlacza gtowkowego
wewnetrznego glosnik obudowy.

(4-pin SPK_OUT1)

(sprawdz s.1, Nr 19) R+ - - + L
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ZYacza Serial ATA3 SATA_1 SATA_2 Te dwa ztacza SATA3 obstuguja
(SATA_1: [[L——l |[[——=— kabel danych SATA przeznaczony
sprawdz s.1, Nr 4) dla wewnetrznych urzadzen
SATA_2 pamigci o szybkosci transferu
sprawdz s.1, Nr 5) danych do 6,0 Gb/s.

ZYacza zasilania SATA Podtacz kable zasilania SATA.
(SATAPWRI: 2V =

sprawdz s.1, Nr 3) GND ——=

(SATAPWR2: GND ——=

sprawdz s.1, Nr 2) v !

Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USE_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduje sie

(9-pinowe USB2_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 8)

jedno zlacze gléwkowe USB 2.0.
Kazde ztacze gtowkowe USB 2.0

moze obstugiwaé dwa porty.

USBPj?’WR
Zkacza gtéwkowe USB 3.2 a0+ Natej plycie gtéwnej znajduje sig
Genl R jedno zlacze gléwkowe USB 3.2
(19-pinowe USB3_1_2) |mA‘f§é§§?i§Tx+ Genl. To zlycze gtéwkowe USB 3.2
GN D
(sprawdz s.1, Nr 7) mea_pSSRX + Genl moze obstugiwa¢ dwa porty.
ntA_P_SSRX -
Vbu s
olo]o Slo]o])
ololololololololo
Vbu‘ s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
N D
IntA_P_SSTX-

IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D -
IntA_P_D +

Zkacze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

ouT_ReT—fOJO}- ouT2_L

Of— J_SENSE
MIC_RED ——O| Oy OUT2_R
PRESENCE# MIC2_R
GND O MIC2_L

To ztacze glowkowe stuzy do
podtaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.
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H610TM-ITX

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewéd

panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢ instrukcje z
naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w ztgczu gléwkowym audio panelu

przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé dla
panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Control i

wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 15)

1
2
3

O}— GND
O-— FAN_VOLTAGE
O CPU_FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX 19V — Podlacz do tego zlacza zasilacz
(4-pinowe ATX_PWRI G‘:Z*g %’ G‘N"g ATX 19V.
(sprawdzs.1, Nr 1) *Wtyczka zasilacza pasuje do tego
zlacza tylko w jednym kierunku.
Ziacze gtowkowe jasnosci 1 8 1: BKLT_PWR
FPD 2: BKLT_PWR
(8-pinowe BLT_VOL1) 00000000 3: BKLT_EN
(sprawdz s.1, Nr 9) 4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down
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LVDS Panel Connector
(30-pinowe LVDSI1)

1 LCD_VDD 16 CLK1P
(sprawdz s.1, Nr 13) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 Nie dotyczy 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Zkacze gtéwkowe czujnika . Ta plyta gtéwna obstuguje
naruszenia obudowy . funkcje wykrywania OTWARCIA

(2-pinowe CI1)
(sprawdz s.1, Nr 16)

Signal

OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.
Ta funkcja wymaga obudowy
z konstrukcjg wykrywania

naruszenia obudowy.

Zkacze gtéwkowe czujnika
termicznego

(2-pinowe TH1)

(sprawdz s.1, Nr 21)

[EI9)

Podlacz do tego ztacza
glowkowego 2-pinowy kabel
termistora w celu uzycia z ptyta
gléwng zewnetrznego czujnika

termicznego.

Zacze gtéwkowe
wylaczenia panelu
(2-pinowe PANEL_SW1)
(sprawdz s.1, Nr 12)
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PWRDN
GND

To ztacze gtéwkowe moze
by¢ uzywane do podlaczenia
przetacznika, ktory whacza/
wylacza podéwietlenie
wys$wietlacza panela LVDS.



Ztacza gtowkowe Digital
MIC

(5-pinowe DMIC1)
(sprawdz s.1, Nr 17)

1[Q]_Io[o]o[0]

1: +5V

2: Brak pinu

3: DMIC_CLK
4: GND

5: DMIC_DATA
6:+3.3V

H610TM-ITX
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HE10TM-ITX DI E2EE ol =AM ZAIZLICH. 0l 2M0IM 10 20N =
OIHESE 0ot AR X1 NEsS &S LI,

Q ma 21} BIOS AZES0{Z YH0IEE +Z I 20, 0l 242 LIEL 0f
A ¢

1.1 L HES
- HB10TM-ITX DIE 2 =
. ¥ 0ILIITX 1/O & E (
. Ol ITX1/0 dE (84
AEIE= ATA (SATA) GOl
- SATA & 3012 1 (
. M2 23 (M252) 8 LEAH

1

e M2 A3 AMERD

LI -ITX & BE)
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1)
J¥

I
N
O

i)
z

e
oy
m|>
o

e

o B OILI-ITX & WE (Mini-ITX 2 S&)
. S2IE 2EMN X

« 13 MNICH L 12 NICH Intel® Core™ T2 MA X (LGA 1700)
o 40 A A& 2X

« Intel® Hybrid Jl= XI&

« Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Xl &

« Intel® H610

. 59 < DDR4 K22l Jl=

« DDR4 SO-DIMM &% 2 i

. DDR4 =|0§ 3200+ Bl ECC HIHIH B 2el XI&

* It HEE 2A0tAIH ASRock ZAOIEN U= HIRel XI&
S22 HXo AR . (http://www.asrock.com/)

« AIAE D22l =0 22 : 64GB

« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 XI &

o« M2 22 (E D) 100, EFY 2230 WiFi/BT 2& A&

o Intel® UHD 2T A YWE -0l H|Z= VGA S22 GPU
S& Z2MAM20 X2 & UASLICH.
o Intel® X* J2HE OF3IEH (Gen 12)
o JcHE = =& Wl O : HOMI 20K, LVDS 1K, D-Sub ZE 1 J{
. 2x HOMI 2.1 TMDS Xl & (Z|CH ol & & 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz)
HOMI ZE {1 J§ (=)
HOMI ZE {1 i (LHE)
* (SH) 20) ol &= D 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120%3200) @
120Hz ©1 DSC( &= ) 2| DisplayPort 1.4 & X2 &LICH.

H610TM-ITX
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« D-Sub XI& (= o4& 1920x1200 @ 60Hz)
o ZI0H Haf & 1920x1080 @ 60Hz £ Xl ot= LVDS
« HOMI 2.1 TMDS S8 HDCP 2.3 ¥ DisplayPort 1.4 ZE XI&

) » Realtek ALC269 2CI2 2
o 0012 2= 1 OH
o ot = 1M

LAN « PCIE 1 i, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111H
« Wake-On-LAN XI&
. HIH/ESD BS K&
« &Y 0IHY 802.3az XI&
o PXE XI&

I/O « DC 2 10 (19V ¥ O{HEIY 5&)
« D-Sub ZE 1 Hf
* (S4&)COMEE 1}
« HDMI ZE 20 : HOMI1 (&= ), HDMI2 (LH=)
* (Z4& ) DisplayPort 1.4 1 JH
« USB3.2Gen2 E}Y A ZE 1 I (ESD 25 X&)
« USB3.2Gen2 Et2 C ZE 1 I} (ESD 5 X&)
* (S48 )USB3.2Gen2 E+Y A ZE 21 (ESD 5 X))
. USB 2.0 LE 2 (ESD 5 X&)
« LED Z= RJ-45 LAN ZE 1 I (ACT/LINK LED & SPEED LED)
« HD 2CIQ 2 : 2tel =3 / 00|12

P
0z
02
pal

e SATA3 6.0 Gb/s HHYE 291, NCQ, AHCI £ “gt E4 0" X &

« Blazing M.2 A3 (M2_1) 1 D, Gen5 x4 DtXISl M 3| Et
2260/2280 M.2 PCIl Express 2&

* NVMe SSD £ 2& [IADZ ME JISotE=E X

o M.2 A31(M2_3) 1J1, M J| EFR) 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 2
X

0
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HEH o MAI &
S|

(i

2 Bl 1o

2 S GIEH 1O

o HHEIOIE OIHE M M 6l 1 K

« FPD 42| oG 1 K

o« IHg HA GIH 1 4

« LVDS H4E 1 M

o CPU B HHYE (42 ) 14

* CPU M HUYIEHE= ™ M0l 0 1A(12W)

XISELICH.

o 4T 19V H HUIE 10 (28)

o MM GIH 1K

o MO Y QU HUE 1 K

o LI ATIHGIEH 100 (48)

« CIXIE MIC Bl 1K

o SATA &3 H4H 2 K

« USB2.06IH 1JH(USB 2.0 ZE 24 XI2) (ESD 5 XL)

« USB 3.2 Gen1 5lICI 1J§ (USB 3.2 Gen1 ZE 2§ X&)
(ESD B35 X&)

e

re
(@]
e
c
e
1o

BIOS JI=s « GUI XI& 2 MBot= AMI UEFI HEte BIOS
+ ACPI 6.0 &= <013 & OIHIE
« SMBIOS 2.7 X &

=R « CPU & 2K

2LH . CPU ™ EtZ0IH
o« CPU MAS M (CPU 20 28t MAl B &5 ts &)
« CPUH = &= MA
o AOIA EE

oS « Microsoft® Windows® 10 64 HIE / 11 64 HIE
PRl « DC ™M 1xJf 19V DC & e X&)
S « FCC, CE

o ErP/EUP AtZ Jts (ErP/EUP A2 Jts MIA3SEX ER)
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BIOS £& = £&+71Lt Untied Overclocking Technology & Z&35t71Lt EFIAIS] @RI Z2]
TS AM8ots ZE Egote QUEZ20= 0l FL2 90/ MELH=E XS

SESUAR. RHEZ2I2 AIAE AFH N JES FIHL 4XI0 AIAES PE 249
X0 4SS Y8 += USLICH LUEZZ2 AIEX AAZ FET HIES 2t+611
OHOF BILICH. SAlE RIS Z22/0f 2lof 2aE =~ = =400 CHoM 24201 SSLICH.



H610TM-ITX

1.3 8l &4

22 BHE fEH SFot=X S0SLI0. B 242 T NH DI ora
SUCH BH ¢S B AKX 2os MHIF ‘S ELICH.

Short Open

Clear CMOS & H O

(CLR_MOS1) ©

(1HOIX, 6 &85 &ZX)  om Ay

CLR_MOS1 £ AFE0t0 CMOS Ol M&E & HI0IHE X2 == UASLICH. AIAE

WetlIHE NN Il €322 X)|s6le BREE N0 & 2EES
HESSEXA BIEAI2. 156 S JICH = 1 22 AHS010 CLR_MOS1 2l
LSS 5x S HHAIIYAIL. 22U BIOS HUI0IE Z=0lli= CMOS £ AHMIGH
DM AIL. BIOS SUIOIESE 238 2= CMOSE X0 & 22, 4 AIAHEE
FEE = H0I2A HO0IEE S8 OHS CMOS AIRJ| &S oHO 2LICH. CMOS
BHEHZIE MAE R0 25, S, A2, AR I 2 T2 0l XIRAELICEH.
CMOS E X2 = BtEAl B HS MHSHYAIL .

C/\/IOSE A= é’i$ HolA 8ol 2XE ==

S
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1-2 1 +19V
2-3 1 +12V
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| BKT_PWR
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et
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100

(1 HIOIXI

Kd
K0
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)

I PNL_PWR1
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L1 e

(1 HIOI Xl
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K0

ull
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S
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OHIAIR. BH 22 2

SL2C ot FHYEH= SO Ot LICH.
EE GllC2 3HEE 0 4

E

-HC
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RPY OIHEEI FPECZ =4ELL.

AAE THE &l PLED+
9 Bl PANELT)
1 HOIXl, 18 &

*ZF_) 1

—

St
>

Jo

1]

HDLED-
HDLED+

PWRBTN( & & B E ):
= ASLICH.

RESET(C2I& HE ):
MAI B T2 2] BIEN S
S8 F2 2|4 HES 52 2FEE

X2 ST

PLED( AIAE! M@ LED):
MAI &8 IHE 2] M &EH HEAISO

MAI H8 TIHES] M@ HEW AZEILICH 2 HES 0l AIAEE TIE 2 S

HAZEILICH AIAE0l RS0t /U=

MAISI &2 BIE, eI HE,
ANAE AE ZAISE Ot e
*Oil et ol 5“ Gl

CAols 2351

Sk

2 e I'E =

o

IC. Z2IFEJF E X6t
H/\/l‘g‘LlC,‘.

ZaH Al

e LEDIF HAHM

USLICH AIAE0] S1/S3 THI| &EH0 RIS = LED b H|= ZH8HILICH. AIAE0] S4 CHI|
e L= MR HE (S5) EHO IS W= LED I WA QUSLICH.

= = Xk

HOLED( 8t E2t0l18 &%t LED):

MAI B IHE S 6t =240/12 &2 LED O &

SIZBILICt. 6t E2H0IEDHHIOIE S 1AL

MO US [ LED It AHM AUSLICH.

&8 HE CIXRI2 MAIEZ CHE = JASLICH. 88 IHE 282 £2 82 BE, 2|4
HE, &8 LED, 5l= ECI0IE &2 LED, ALl7H S22 PEE0f ASLICH MAI &8 THE
252 0/ o0l 2ZE OH 2t0l0f €S0 & & E0] F=5] 2X6t=X &LIELICH.

TERSIER T 1 AL 2T131 0l SICiof
(4 B SPK_OUTI) —~ QG2

(1 HOIXI, 198 &2 Qooo

“ES R+ - - L
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Alelg ATAS HH SATA_1 SATA_2 S SATA3 HYEH <= =
(SATA_1: [—] [—=] 6.0Gb/s2 HIOIH &8s £E2
1 HOIX, 4 &= IR WS AERIX &XIZE
X)) ?| 8t SATA GIOIES AHole2
(SATA_2: X2 8LIC.

1 HOIX , 5 &=

X))

SATA M2 H4YH SATA M2 HOI=2 A&
(SATAPWRI: +12v — FHR .

1HOIX, 38 &= GND ——=

%) GND ——=

(SATAPWR: i il

1 HOIX , 2 &=

2x)

UsB 2.0 all ¢ usa_PWR Ol OtHEE 0= otLt2l UsSB

(9Bl USB2_1_2)
(1HOIX , 8¢ &=

2.0 ollCI9t ASLICH 2 USB 2.0
= ZEE2MHE XS &

x) 1 QUBLICH.
P-
USB_PWR
USB 3.2 Gen1 &llC] varos® Ol DSOS 8IS USB 3.2
( o Gen1 SICIJF U&LICH 0] USB

9 #l UsSB3_1_2)
(1 HIOIXI, 7 ¢ &=

&Fx)

IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-

GN

IntA_P_SSRX +
IntA_P_SSRX -
Vbu s

|

3.2Genl ol ZE 2 HE
g == AsLcH.

o[o]o]o]olo[o]o]olo
ol (0] [®) o|o]o
s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GN D
IntA_P_D -
IntA_P_D +
& IHE 202 oo OUT_RET |- oura.t 0l dliti= QUL ¥XIE @Dj
o — J_SENSE _ _
(9 o HD_AUDIO1 ) MIC_RED oUT2 R QUL LYW H&H6t=
= PRESENCE:
(1 HOIX, 20 &1 &= "o 0Y = e AFZELICH,
EHx) 1
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1. 182 QU2 & X E XISoHX L SHIE I &SoteiS MAISI IHE 201 0f IF
Q HDA £ X &ai0F BILICH. EZA L MAl &M LIS A= XSS Met AlIAE S

EXotAAIL .

2. AC97 QL2 IES AHEE ZR Ot 22 EXHE Mtet 88 IHE 2002 &lE o
EXotA A2 -
A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L 0ff HZ&tLIC}.
B. Audio_R (RIN) € OUT2_R 0l 21Z5t1 Audio_L (LIN) & OUT2_L 0ff SHZEILICH.
C. ZXl (GND) € &I (GND) off &Z&LICF.
D. MIC_RET & OUT_RET= HD 2CI2 IS0t AFZEILICH. ACY7 2C|2 IHEE2Z
oz ZRIt YISLICt.
E. M8 00|25 &8 515t B Realtek M| 0120l Al “FrontMic” IR 2 It =8 £8"
ZEELICH.

i

CPU B 3{WE | 0l DIHES0= 4 B CPU M
— 2 O FAN_VOLTAGE _
(4 B CPU_FAN1) 3g:g;;;gggfggzm (HAS B) HUE D} ETHE O
(1 HIOIXI , 15 &= QU&LICH. 3B CPU MS
ax) HZGIA= Z2 B 1-3 0l
HAZLBIA AR
ATX 19V HE I Ul = ATX 19V ®2IZ2 X2 0
_I +19V — -+19V =] 0132:’; Q
(4 8 ATX PRI S = B EELEEL BT
(1 HOIXI, 18 &5 «®ME ZIAX ZY0E 8
SESD) YEO20H 0| HUE M NS
~ s
FPD 01 &l 1 8 1:BKLT_PWR
(8 B BLT_VOL1) 2: BKLT_PWR
(1 HOI , 9% &= 000000009 8 BKLTEN
az) 4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7 80 _ =Y
8 8| _wE
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LVDS THE H4UH

(30 B LVDS1) PIN Al 012 PIN AlS 012
= co 1 LCD_VDD 16 CLK1P
ZFx) 3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 ABN
9 AIN 24 ABP
10 A1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 AN
15 CLKIN 30 A7P
MAl &2 6l ' 0l DIHEES = MAl HH It
(28 CH) o HAE 22 012 2Xst=
(1HOIX, 168 &= Signal AolA 28 22X JIse
X)) XELICH. 0] JIs2
AFE5H2 8 AHAl &2 2K
AL H2E MAIZ ALZ6H 0t
BHLICH.
o MIA BIH OIL2C0 A8 & HMIME
1 B} -
(2 T TH1) ArE3t2A® o] sl ol 2 |
(1 HIOIXl, 21 ¥ &= MOIAEH HolEs
E2X) HABIAAIL |

Mg Ny ol
(2 B PANEL_SWT1)
(1 HOIXl, 12¢ &=

3x)
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CIXIE MIC ol tf
(5 & DMICHT)
(1 HIOIXI, 17 & &=

Bx)

1[O]_olo[o[0]

oanr Nz

H610TM-ITX

+5V

SO o

A D

: DMIC_CLK

GND

: DMIC_DATA
1 +3.3V
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H610TM-TX R —R—FEH BV EIF W REBYDESITEVETIDOXEDE 1
BLE 2B \7*7‘ 7_1‘\ FOFBRER Ty TBDA VA M—)VAA OB ENTVE
3_0

SY—K—RDH#REBIOS Y 7 NI T IdEFTENBEEDBHBIc DD =1 T IVDAE
WEFELLICEESZIEDBVET,

11Mv7—/®ma

H610TM-ITX < &'—R— K (Thin Mini-ITX 74 —L77%7%)
« 1xThin Mini ITX I/O /—}lxl\ (FFvav)
« IXMini ITX /0 —IUR (FF3>)
« 1xUT IV ATA (SATA) T—R =TIV (AT 3>)
« 1 xSATAERT—J IV (FTay)
< 3xM2 Vv hBRL (M2*2) (F7Fav)
c IXM2VTYNBRZYRF T (FT3Y)
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1.2 1%
TS5y « Thin Mini-ITX 74 —L77%7% (Mini-ITX L BE#EHHIET)
TH—L . Bk TR
CPU . 513 1 & 12 4K Intel® Core™ Oty H—ITX S

(LGA1700)
- ABRIT—AHKET
« Intel® Hybrid Technology T35
« Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology IZX$i&

FyvTLyhk - Intel®H610

AE « 727 IVF v 3L DDR4 X EHEE
+ 2x DDR4 SO-DIMM X[ b
« %K 3200 D DDR4 /> ECC. 7\ 77— R AEVITHIG
* FHHIC DUV TUEASROck VT T H A DA EY —HR—b—E%
B L TLIEEL, (http://www.asrock.com/)
o YATLAEUDRARBE | 64GB
+ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 (ZX/i

IRAOYE - 1xM2V4wk (Key E)ZA 2230 Wi-Fi/BT £V 12— LTSRS

95Ty R -« Intel® UHD 7571 v I AR E V17 IVE KT VGA HAld.

GPU &SN 7 0ty —DHTHR—rENE T

. Intel®X* IS5 T74 v IR T—F T F v (Gen 12)

« 4DDTST v AMPA T3> 1 2x HDML 1 x LVDS,
1 x D-Sub R—k

« 2xHDMI 2.1 TMDS B S, RAARIRE 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
1 x HDMI 7R— b+ (&5E)
1 x HDMI 7R— bk (7E)

*(#7>3>) DSC (FEHE) RAFRRE 8K (7680x4320)@60Hz/
5K (5120x3200)@120Hz C DisplayPort 1.4
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« D-Sub |Tx RS RASESRE 19201200 @60Hz

« LVDS ITxt . RAHRRE 19201080 @60Hz

« HDMI 2.1 TMDS B35 KU DisplayPort 1.4 /R— T HDCP 2.3
EUR—FLET

*—T4A « Realtek ALC269 +—FT 1A T—FT V%
< IXRAUAS
< IxZAVHA

LAN - PCIEx1 FAEw I LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
« Wake-On-LAN (VA7 #> ) ITHIG
- B/ FHESNE (ESD) REEICHS
o IRIVF-HROLNA—H Ry 8023az EHR—Fb
« PXE&ZHR—b

170 « 1xDCERDIN Vv v 19V BRETH T RITH)
« 1xD-Sub R—Fk
*(F73>) 1xCOM R—F
« 2xHDMI R—F : HDMI1 (&) . HDMI2 ()
* (#7</3>) 1 xDisplayPort 1.4
-« 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A R— MEFESIE (ESD) IREICHTIS)
« 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C R— MEFBXUKE (ESD) {REICXTIS)
*(A73/3)2 x USB 3.2 Gen2 Type-A K— NEFESKE (ESD) 12
FEITH)
2xUSB 2.0 R—h (BFESME (ESD) REEICHIS)
« LED {3 1 x RJ-45 LAN 7R— b (ACT/LINK LED & SPEED LED)
« HDA—FTAFT v vy SAVT I/ RAY

ARL—Y « 2XxSATA3 6.0 Gb/s %7 ZNCQAHCLB LUKy M TS
BEITHI RS
« 1xBlazingM2 V4 bk (M2_1)&&K Gen5 x4 £TD M Key 21
7°2260/2280 M.2 PCl Express £ 21— )VIZHIG
*EE T X7 ELT NVMe SSD ITRS
< 1xM2 V4w (M2_3)MKey 217 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
EV2—)VITHRIS
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H610TM-ITX

JARTZ

BIOS #48E

N—Foz7

T=4—

c XY= AVMV=I 3NV E—

o IXNNRIVEEBRIRNYZ—

c IXIN\YITA M VIN=EZ—BEFEIRN VA —
« 1xFPDBEAYHA—

c IXNRIVATAYE—

« 1xLVDS OARU#

1xCPU 77>axy2 4 EY)

*CPU 77> AT RIEmA 1A (12W) DEHD CPU 77 IGL
E3ER

1x4EVIVERIXIZQEY)

c Ix =t —AvE—

< IXBIE/N\RIVA—TaATIRDZ
 IXABBRAE—H—AVE—(4 EY)

c IXTIRIVRAIANYE—

« 2xSATABRIORIZ

« 1xUSB2.0\vZ—(2{E®D USB 3.0 R— ML) EFRERKRE

(ESD) FRIEITHIIT)

« 1xUSB3.2Gen1 N4 —(2 DD USB 3.2 Genl R— FTHHIE)

(B#ESUNE (ESD) 1RFEICHIS)

+ AMI UEFI Legal BIOS, GUI # FR— Mt&E
« ACPI6.0 ZERLDTA VT v TA R b
« SMBIOS 2.7 H#R—F

- CPUBELYY VYT
« CPUT7YROAX—E
« CPUBET7V(CPUREITRO T Y —Y 77V REZ B8

=)

« CPU 77/ IVFIREHITH
o —XBARARRAD

EE548 ¢ +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
« 1xDCVvv7 (19VDC DERT R T 2% K—F)

+ FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP s EIRMEIEEBNKRETY)
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Oy oY —)VDERGEEESGA—/N—0O Y IIE—FEDIR OGN FE T D TTEES
EEVA—N—I0Ov I FBELRTLDRELEIC DIV SR T LDIAVF—F > FPF/N
ARDIIEI BEED BV F T CESDERE TITo TLIEETVIEM TIEA —/\—oavoic
FBIIRDEFIFE VD REFT DTS THREEELY,

f BIOSSREDBEET > 24 N A —/\—oOv o720/ O —D@HRN — F/IN—71 DA —/\—2
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H610TM-ITX

13 JvIN—3E

CDAZAMEI VY IN—DREHFEERLTCWET I N\—F v THEV I ED
TWBEI v = a— b [CT I vV IN—F vy THE N EOTOEWESRIC
& v IN—=F A =TT,

W

Short Open

CMOS ZU 7w iS— O
(CLR_MOS1) O]
(p.1.No. 6 BH8) 2T IN—

CLR_MOST & CMOS DT —2%& D)7 BT ENTEELTIVTLTT 7HIVMRE
ICVATLINGA—=B—% )2y FFBIE a0 Ea—2—DEREYV ERISER
O—RERVTLETWIS BB TH ST v/ \—F vy T&FERLT CLR_MOS1
oY% S BRI 3 —FERE T LBIOSE 7 v T T —rLfcE#%IC.CMOS %
)T LIEWTLIEEWBIOS £7y 77— MM&E.CMOS 25 ) 7§ 2R BH HNIE &
TV AT LEREBLZNDS CMOS T U7 7023 EIT28IC vy M LT
EEVWNRT— R BEB.I—Y—D7 74V 7a771 )b CMOS DE &
BUA LB BICDHFBEEINETEICTEELSLTVLMOS EZ U 7 Lcid T+
VIN—F Py TERUATDOEENENKIICLTIEEL,

CMOS #2774 2: T —XDEFOMRHIS N BT ED BV FE T LUFIDZ +—2 1>~
Q J—3 R T—RR 5RER% E T BICIEBIOS 2 72 3> H Clear Status(X 7—& X
DiHZE) I THELTEEL,
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INVTSA MV IN—2—

\ / SIEE 1-2:+19V
BERIRN YA — 23 2-3:412V
BEYNNYISAh _
BR1)
(p.1.No. 10 28)
INZIVEEERAN\Y A — i (e)[e][e)(e)[e] 1-2:43V
GEYN\RIV_TR 2-3:45V
(p.1.No. 11 28) 4-5: 412V
=L

BEICOHEHIVET,

BIRENT N\ YIS bEBREIG/ \RIVERD/ NIV DR EBZZHE \RILD



H610TM-ITX

14 FVR—FON\yZ—EORTZ

FUR—= RNy Z—=ETRRIED+ 2 N—TldB YV FBACNENYEZ—EARIRCIF T+
IN—Fry TEREHENTLEEONYR—BLVIAR IR IN—F+ v TEHEDE
Y —R—FICYEIEIED R B DB IVET,

VRTINS Z— BRRZZHERLR2 &)
(ClPA- S} LY L FEROEVEINETIC
(p.1.No. 18 28&) T/ —YDVARTLAT—
BARNT Y T T DNYE—
Ictey b LE T —7 I

THEEITEEYD+HE—ILR
ZDIFTLIEELY,

2 = IE/ R IV DERR N B L TLIEEVERRNE AL TR T LEST
ICS BT EERECTEET,

RESET (Ut hh5>):
Y —VBIE/NRIVD Uty NREZANCEH L TSI Ea—R =07 =X L1eYo8
EOBEEEEITCELEVBEICIR Y MRS ERL T Ea— 82— EBEELFT,

PLED (X7 L\EJR LED) :

2 — IR/ NRIVDEIRR T —RRA > D — 38— |THE L TLTEE VS X T LB @I,
LED DR LE SR T L5 S1/53 U —TREEDIZEICIFLED 1d st Z Al 7 F T R T
LD S4 R —TRREE e I3 EBIRA 7 (S5) DEEITIF LED 137 7 TY,

Q PWRBTN (BJEARZ>) :

HDLED (J\—RRZ1 77271 EF~ LED) :
Y —BIE/ NRIVDIN—= R RS54 T 7074 ET1 LEDICE L TTEE VS N—F RS 17D
F—REEHRIE T IFEEFAHBIC, LED (A NCHEVET,

BIE/ NZIVT PA NG =Nk D TRGBEED B Y F SRR/ NFIVEZ 21— U EIC
ERREA Y MREZABIRLEDIN— R Z47 7071 E71 LEDAE—=H—GED5E
BRENFES 2+ —> DEIE/ N NRIVED 21— )V ECDN\ Y Z—%E Bt I DI EICIE ECARDE]Y)
HTE ECDEETHELLEHRLTVBIEEED DTS

AEAE—H—\yZ— 1 TDOA\YHE—|Tv— AE—
(4 £> SPK_OUT1) —~ D=L TLITEL,
(p.1.No. 19 B) Qoo o

R+ - - +1L
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)77 ATA3 O %2 SATA_1 SATA2 N5 2 DD SATA3 OARIZ—

(SATA_1: 1 [ .85 60Gb/s DF—4zi5%

p.1.No. 4 £g) HRETHEERA N —ITFT/INA R

(SATA_2: D SATA T—247—7 L&+

p.1.No. 5 BE&) R—brLZET,

SATA BIROART R SATA Ry — 7 )L %E#ERLTL

(SATAPWR1: +12V — FEL,

p.1.No.3 B8 GND —r—=

(SATAPWR2: GND ——=

p.1.No. 2 BHg) Y 1

USB 2.0 N & — use_pur ZOIYP—R—FITIE 12D

(9> USB2_1.2) USB 2.0 A4 —hiEfsEn L

(p.1.No. 8 £H) F9,8% USB20AvA—IE2D

1 DR—bEHR—FTEET,
USBP__PWR

USB 3.2 Genl A4 — marps?  TORHF—R—RITIE1 DD

(19 €2 USB3_1_2) P USB 3.2 Genl A\w 4 —hifes

(p.1.No. 7 BH) Ay s | NTWET, 2D USB 3.2 Genl
el A H I 2D~ Pt A —

Vbu s ‘

|
oJO[O]O]O[O]o[o]o]o]
|Q|Q|O ololol | |

Vbu s
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +

GN D

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D -
IntA_P_D +

NCEET,

OV M\RIVA—TaF
ANy B —

(9 > HD_AUDIOT)
(p.1.No. 20 BE8)

PRESENCE#

ouT_ReT—fOJO}- ouT2_L
Of— J_SENSE
MIC_RED ——O|Of OUT2_R

TONYRA—|g7AaY =T
FINRIVEA—TAFTIA R %

e BT HDEDTT,




S

1. NATA T4 =232 F =T Hd T+t 2G5 R— L TOEIHELHEET S

T8Il v —>DINZ IV T A —HHDA ZHHHR— LT BT EDBETT .HEND
SR TLERMIS BICIEE DI Z2 7V BLV+—> DI =2 7 )V DIERICHES TS
FEELN,

. AC97 A =T F /NI EER T BEEIIERDI Ty 7 THIE/ R I F—T 1 AN\ Z—

ICERUIHIF TIEE LN,

A. Mic_IN (MIC) Z& MIC2_L IZ##s.

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ. Audio_L (LIN) Z OUT2_L IZ##,

C. 77—X (GND) % 7—X (GND) IZ##5%,

D. MIC_RET & OUT_RET td. HD 4 — 71 2/ XRIVEFE T, ACY7 A —T 1A/ NZIL Tl
CNEE#E I DREIEHVEE A

E 70> k1 0EBRICTBICIE Realtek > EO—/L/ NZ )L FrontMic /2 7 Tl iR &
BE | HHELTEEL,

CPU Z7>aRTAR
(4 £~ CPU_FAN1)
(p.1.No. 15 £8)

ZOIRY—R—Ri&4 > CPU
TrVEEE T TV)ART R D
fBENTVEY.3 E>D CPU

T7VEER Aimalcld.EY
1-3 ICEFELTLIEELY,

1[TO}—GND

2|| O FAN_VOLTAGE

3|] O CPU_FAN_SPEED
a4

FAN_SPEED_CONTROL

ATX 19V EROXTZ —1 ATX 19V BERAECDIARTRIC
(4 £> ATX_PWR1 G‘:Z:E%G‘:: BHELTEEW,
(p.1.No. 1 BH) * BRI TS IFTOaRY
21T AEICLAIELALZE
D TEFEA,
FPD A& — 1 8 1: BKLT_PWR
(8 > BLT_VOL1) 2:BKLT_PWR
(p.1.No.9 B8 HOOOOO00]  3:BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5:GND
6: GND

7HEE_TvS
8HEE HAUv

H610TM-ITX
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LVDS /S LRI %
(30 >/ LVDST)

- 1 LCD_VDD 16 CLK1P
(p.1.No. 13 BEg) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 ATN 24 A6P
10 A1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKTN 30 A7P
DA e O D = b 1 TORIY—R—=FETvr—2h
Ay S — N N—=DRSNf=TEZERANT
Ee>ran Signal 57— A BB REE R —

(p.1.No. 16 B8)

FLET.COMEEICIE v —
ROV EV: Vi Y gV
T —VDWETTY,

Y=o —vE—
 E>THY)
(p.1.No. 21 B)

[efe]

IP—R—FTMIFOH—<
W —%FBRTZEEE.

TOANYE—\2E VDY —ZR
=TIV aEEGELTEEL,

INRIVA TNy H—
(2 E> PANEL_SW1)
(p.1.No. 12 BE)
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PWRDN

GND
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ATLADINGGSA NaA |7
NG BRA v F i d Bl
ICEERTEEX T,



H610TM-ITX

TIRIVIAIN\YE— . [oT To[olo[0) 1: 45V

(5 > DMICT) 2EVEL
(p.1.No. 17 £88) 3:DMIC_CLK
4:GND
5: DMIC_DATA
6:+3.3V
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1 &7

BB E HO10TM-ITX E4R. EANEA, $£1EZME 2 ENBERIFERNEB
MTREE,

Q HIF EIRHAEH BIOS S ATAEBER, Bk, AXISHABTELHIEY, BF2T
A,

1.1 613545

« H6TOTM-ITX £ (LFEE Mini-ITX MR )
o IxEFEBITXI/O $#HR (Em)

« TxMini ITX1/0 ##R (G£M)

« 1x EB1T ATA (SATA) Hilesk (i£M)

1xSATA RRZ (M)

o 3xi22 (tM2HEOEHE, M2*2) (&)
Tx 28 (EM2ZBOER) (M)



1.2 #4%

CPU

i RE

B+

o HHEE Mini-ITX HIER~T GER Mini-ITX)
- REMBEFFEIT

« 55 13 RANEE 12 K Intel° Core™ 403228 (LGA1700)
o 4 EiRR&IT

« X #% Intel® Hybrid Technology

« X #% Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

« Intel*H610

- Wi#i# DDR4 WA

« 2xDDR4 SO-DIMM #&

« X¥5 DDR4 HEECC. IEEMNNTE, &= ZHFINE 3200%

* ESREZE MY LA Memory Support List (R7EX#551%) TH#
#18. (http://www.asrock.com/)

- RENTFERKREE: 64GB

« #% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 1xM.2 Socket (Key E), 3z#2Z! 2230 WiFi/BT 1R

« 2E GPU &£ MAIAL I 2 7 32 #F Intel® UHD Graphics A E1141
#1 VGA #ith.
« Intel® X® EIfZ4244 (Gen 12)
o AN BEREHIET: 2xHDMI, 1xLVDS #%H, 1xD-Sub %0
o X#FRA TMDS B9 2 x HDMI 2.1, 60Hz B& K43 ## iE 4K x
2K (4096x2160)
HDMIx 1 i (FFfm)
HDMIx 1 ix A (AER)
* (AJ#E) 4% DisplayPort 1.4, DSC (FE4E) RADVEERM A
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

H610TM-ITX
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LAN

I/0

ik

142

37#5 D-Sub, 60Hz Ff& A4 #EEik 19201200

3Z#5 LVDS, mAS#FERIE 1920x1080 @ 60Hz

Sz#5 HDCP 2.3 % # % TMDS 9 HDMI 2.1 X DisplayPort 1.4
pifu|

Realtek ALC269 & 374 fiZhd 25
1x ZZRAAN
1 x &4 H

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

4% Wake-On-LAN (% LR EE)

X iFEHE /ESD R

XS RERUAARK 802.3az

X% # PXE

1x BEifitlfl (GRE 19V BRIER28)
1 x D-Sub %0

* (A1) 1xCOM %0

2xHDMI iwE: HDMIT (FFM) , HDMI2 (HER)

* (A£) 1xDisplayPort 1.4

1x USB 3.2 Gen2 Type-A #ix 0 (245 ESD 1R3P)
1x USB 3.2 Gen2 Type-C im0 (3z#5 ESD {R4F)

* (A1) 2xUSB 3.2 Gen2 Type-A i (4% ESD 1#4F)

2xUSB2.0:i%A (32#F ESD fR#7)
1xRJ-45LAN #%HA, # LED (ACT/LINK LED #1 SPEED LED)
BIEEHETL: KA/ ERX

2xSATA3 6.0 Gb/s M, #FNCQ. AHCI fi#iEik
1xBlazing M2 0 (M2_1), X#M Key 32! 2260/2280 M.2
PCl Express KEEHR (F5 Gen5 x4)

* X ¥ NVMe SSD R{ER=NE

1xM.23#0 (M2_3), # MKey 25! 2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s 1



#0
BIOS
e &
Bl Lt
RIERY
R
IME

1 x FLEERNER

1x EREREEEEL

1x B ST RRAEEFESL
1x FPD =RE#k

1 x ER KA E S

1xLVDS #0H

1xCPU RO (4 $1)

*CPU RUB#EO X & 1A (12W) I1ZEE CPU KA.

1x4 19V BiREEA (2 §)

1 x AR AR EM

1x BIEREEA

1x REDA AR (4 51)

1 x B &5 KR

2xSATA BiE#EO

1xUSB2.0 ##M (¥ 21 USB2.0ukA, 35 ESD 1R#)
1x USB 3.2 Gen1 ##M#] (z#21-USB 3.2 Gen1 it A, X#FESD
1RH7)

AMI UEFI Legal BIOS, 3Z#F GUI
ACPI 6.0 FRAMEEE 1
3 #F SMBIOS 2.7

CPU ;B EREM

CPU R B #iETT

CPUBENE (1RIE CPU BE BaAZENHEKEHIEE)
CPU X5 % FhisE BE 12

CASE OPEN (Hl#83T7F) t&m

HMEME: +12V.0 +5V. +3.3V. CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 {iL /11 64 {i
1x BEifdfl (Z# 19V EiRIER )

FCC. CE
ErP/EuP X#% (FEZE#F ErP/EuP HIFR)

H610TM-ITX
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FONREBHEE—ERE, GIFHZEBIOSRE, WA "HHEEHEA" , SEFE=
HHEHITR, BHAESHINERAMIREN, BEXNRENAMHIREERIRT. BT
XA TAERER BB REFIZE . HATHE FESIE AR 5,
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H610TM-ITX

1.3 B E
HERFOMEENRE, HRERETXLHM R, B M . WRKLESHH
LREEREE, B FH

W W

Short Open

75 CMOS Bk O

(CLR_MOS1) O]
(RE6T, £14) 2 $HRks:

CLR_MOS1 R iFfEiER CMOS FHIHIE. EEMRMNEBRFESHEIRINRE, BX
AtEN, MR LR TRIREZES, F&R15%F, ERARKER CLRMOST £#
SHIEREE 5 ). BR, BZ7EEH BIOS FILEIER CMOS, WMREFZER TR
BIOS EFi/EiERk CMOS, MLMERMARL, FHEXABHEMNITER CMOS ##1E,
HEE, B, B, MEfMAFBRIARE X4 REHT CMOS Bt 54 S#iER.
IBICEEBRR CMOS FEL T BRZk 1R,

B IEERR CMOS, HIFAEITHSHIRME], 1514 BIOS #£I7 “Clear Status”  (GERRIL
) BHEABEBE—ERNKESIIER.
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HokiFE TR EIEFREEL 1-2:+19V
(3 $t BKT_PWR1) 123 2-3:+12V
(ME1T, E104)

R AL R I .[CIo[oIo[0] 1-2:43V
(5 $t PNL_PWR1) 2-3:45V
(1T, E114) 4-5: 412V

s

%I:I:

MREFNELRRSERERXFERIEE, FaEEREIRIRIE,

146



H610TM-ITX

1.4 tREHERFEO

REEMFEOT BB, TEIGREIGRE X LRI O L, 1Bk IESE X LI
O L2 E RIS H K R IEIRIF,

RG]
(9 $t PANEL1)
(WE1TT, %181)

RETHEMSHSE, BILHE
EmriRRE. EERAMAE
GORTSHE R KT E IS LR

TEEREESANEIC TIERASTH.

HDLED-
HDLED+

SRR YL RTE R LR IR, R AT I ED B AR P R IR 4 K A R G 7 =

RESET (EE#4) :
EEZINAR AR LRIEERE. WMFITENEY, BERTEZEHNES, BREERH
EHEITEL,

PLED (FZtHig LED) :
BRI YRR LR IR SIS AT, RGHRIEIRIERS, It LED =S, R4 S1/S3
FEIRIRZSAT, It LED [J4F, FRGALTE S4 FERRAKZS 3L XA (S5) AT, 1t LED J8 R,

HDLED (##i%5) LED) :
SRR YA RTE R _ER9TE A A S LED #57RKT. MEAEFEIESAMIER, I LED =&,

BIERIRITHIRBEYI AT FIM B ATE R, FEREREEQERIREE. BEEZE. BIR
LED. #E#:%7)LED {8741, Himass. 1HFE AT BRI SRIELEEILLIERIAT, MtRIELE

Q PWRBTN (FEig#z4) :

S ECFAEH 5 BC EE R T BC,
AR = 28 1R 1 B HLAE A R R R T k.
(4 $t SPK_OUT1) ~
- O
(RE1TT, £191) Qooo
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BT ATA3 0 SATA 1 SATA 2 XA SATA3 0O iF#iEtE
(SATA_1: [l [—] ®WEERSAH6.0Gb/s IHNEREF

WNEI1T, %£41) %1% %19 SATA #iE%k.
(SATA_2:

WNE1T, #£51)

SATA HiE#EO EIEE SATA HiRZ,
(SATAPWRT: +12v —

RE1, F31) GND ——=
(SATAPWR?2: GND ——=

RE1R, 824 S il B

USB 2.0 ##k UpB_PWR I EH _EH—4 USB 2.0 #H.,

(9 $t USB2_1_2)
(ME1TT, #£81)

&4 USB 2.0 =R AT A HE A A
i,

USB’i}DWR
USB 3.2 Gen1 ?i_z:ﬂiﬂ IntA P D+ IH:EEWJZE'—/I\ USB 3.2 Gen1
(19 $t USB3_1_2) R, 1 USB 3.2 Gen1 I A
(RE1T, B874) Indfgggi%if“* O,
i p s |

Vbu s

OJo]o]oJo[o]o]o]o
Iolololololololo [

Vbu s
IntA_P_SSRX -
INtA_P_SSRX +

GND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D -

IntA_P_D +

1

B E AR & S
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(RE1TT, 8201)

OUT_RET—O|Of— OUT2_L

MIC_RED ——O[OF
PRESENCE#

GND

Of— J_SENSE

OUT2_R
MIC2_R
Mic2_L

B3R I F I B SR i R
BT B SAE R,



FATHIF M FIYLIE F AT 2% R 5

Q 1. BB IHETLEN, BV LA ERES LA FE HDA 7 BEIEE TIE, 155

2. MBH(ER ACY7 BEIREIR, BB T LI E X525l B R B 57 Fe -
A. % Mic_IN (MIC) £#%2] MIC2_L.
B. # Audio_R (RIN) i£#%| OUT2_R, 1% Audio_L (LIN) #£# %] OUT2 L,
C. 4 # i (GND) i # 2| # i (GND),
D. MIC_RET #1 OUT_RET R A F = B 4Bk, BEREEFIT AC7 BB IIERE

E1

j
i

E Z[SAZExX, 5% Realtek ZHIE#R LAY "FIZZX" ETIF, HE RE

CPU XE#R 1

2

O FAN_VOLTAGE

O}— GND
O1— CPU_FAN_SPEED

e E IR 4 51 CPU K (B

(4 %t CPU_FAN1) bt WK #A. MBEITHIE
(RE1T, #154) 35 CPURE, iEHTER
5 1-3,
ATX 19V EiEREO i E-—-Er ) i51% ATX 19V BEEER|thiE
(4 §t ATX_PWR1) o o .
RETR, H14) — * RIS Sk R AL — 15 i
ABIED,
FPD EE#£ 1 8 1: BKLT_PWR
(8 $1 BLT_VOL1) 2: BKLT_PWR
(RE1T, BIN) QOO0O00000L  3.BKLT_EN
4: BKLT_PWM
5:GND
6: GND
7S
8 ZE R

H610TM-ITX
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LVDS mE##EN
(30 $t LVDS1)

1 LCD VDD | 16 CLK1P
(RE15, #131) 2 LCD VDD | 17 A3N
3 | LCD VDD | 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 2 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 A1P 25 GND
1 A2N 2 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

AR NESL
(2%t an)
(RE1R, E161)

It E 4 % # CASE OPEN (#1138
1) HRMINEE - MLFES
EEIFT. KEFERARE
NI EHLAE,

AR RRERIER
(2§t TH1)
(RE1R, E211)

1% 2 SHABI R A SRR IR
BRI SN AR R 5 A
aERMA.

TR K A1 1 K
(2 ¥t PANEL_SW1)
(M1, £121)

Lt#E O R B FiE# LVDS BR
ERE LT K,



o7 2 5e KRR
(5 £t DMIC1)
(WE1R, H171)

1[O]_Iolo[o[0]

1:+5V

2: ToEti

3: DMIC_CLK
4:GND

5: DMIC_DATA
6:+3.3V

H610TM-ITX
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B R S AR

RIERELZGE TRAES~RITREHEEDE) K SI/T11364-2006 NEFES™
RISRIEFIRRER] , BT EESREHTIRT, BEURERERE-RPEEN
EEFFVEBTRAHL EIN B REMNT X IEER I TRBITA S M A=E ™
EMENHR, R EAME, ERFA~RZEREEE EFERE—ZiR. B—F
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERDRA 10 &,

10

FEREVRB TR B ZEIRN
EERTREFSNEBTENRATEN SRR SRR, 55 R TRERIN,

&R AERNRATE

$5 (Pb)| $& (Cd) |5 (Hg)| 75347 $& (Cr(V1)) % iREXZE (PBB) |%iR —# ik (PBDE)
EVRIREE
gazay | 9 | © © © ©
MBS
waman | X | © | O © © ©

O: RRZEEHEMREIZIHAE R F RS BT S)/T 11363-2006 FREME
HIPREBERIAT,

X RRZESFENREDEZEHHE BRI P RS 28 H S)/T 11363-2006 1R
MERRBENR, RIZEMHNHFEEEIES 2002/95/EC HIFTE,

i KFERMFRZIMRERER, FEE-RESERKLT.



H610TM-ITX

1 &7

SRR IS B HEEE HO10TM-ITX EREIR © TEA SO - 551 BERER 2 T & ERRR
flfi 11 BB RS o

Q HIi ERHHINE B BIOS #AEFTRE AT » LI FABANERE » 2T F{T8H] »

1.1 BEEAS

o H610TM-ITX FHEHT (3 HY Mini-ITX )
o 1x A Mini ITX /O $E17 (G2/)

o 1xMini ITX /O i ()

o 1xSerial ATA (SATA) B EHER (/)

o 1xSATA EJR{EH ()

o 3xBEHR GEFMN M2 M) (M2+2) GEM)
o 1x AR GEAR M23@E) GER)
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¥& o A Mini-ITX R~ (FEZH Mini-ITX)
. EREERHG

CPU o STEEEE 131U 5B 12 X Intel® Core™ EEFHER (LGA1700)
o 4 BRI
o 4 Intel® 1R AT
o 4% Intel® Turbo Boost Max 5 7l7 3.0

eI arEl « Intel* H610
FCIERE . HHE DDR4 20 {2 fE i

« 2x DDR4 SO-DIMM #fifi

+ 1% DDR4 3F ECC FRR{ERLIEAS » B liE 3200*
NFEE S &N 0 72 REEEG AR R SRR
(http://www.asrock.com/)

o RAAHGLIRHEAR : 64GB

« 71% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

IEFeiEE o 1xM.2ffiJE (Key E) » SZ#% Type 2230 WiFi/BT 540
IR S o [EfREES GPU HYBEEEER A A 329X Intel® UHD Graphics Built-in

Visuals 2 VGA it} °
o Intel* X* B/RFZUE (58 121%)
o VU{EE i EIE : 2 x HDMI ~ 1x LVDS ~ 1 x D-Sub j##EH#
o FuE SR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEFTER 2 x HDMI 2.1
TMDS FHZ 4%
HDMI x 1] (%)
HDMI x 1 E#R (AE)
* () 74 DisplayPort 1.4 » DSC (JBEHE ) SR AMEMTEE i
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
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o B R 1920x1200 @ 60Hz fEHTELRY D-Sub

o FEIZE 19201080 @ 60Hz fRTELRT LVDS

7% HDCP 2.3 » E HDMI 2.1 TMDS fH%4F0 DisplayPort 1.4
SEER

il + Realtek ALC269 F AT 5
« 1xMICHIA
o 1x FEEHR

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H
o SCIRAERE AR
o IRER HERE
« 71% 802.3az EEE HfiRE £ K HERE
« 1% PXE

1/0 « 1xDCHEfL (FHEM 19V BEIHEHEES )

o 1x D-Sub ;EZEHER

* (JEf%) 1x COM EFEER
« 2x HDMI E#15 : HDMI1 (%) ~ HDMI2 (AER)

* (J#l%) 1x DisplayPort 1.4
o 1xUSB3.2 Gen2 A JEALEEHR (5 ERE)
o 1xUSB3.2 Gen2 C JEALEPHE (STIRFHEIRTE)

* (M) 2x USB 3.2 Gen2 Type-A HUE R (SIREFERE)
o 2xUSB2.0 EEHR (LIREFEIRE)
o 1xRJ-45 LAN 3##5 » & LED (ACT/LINK LED F, SPEED

LED)

« HD BT : AREgHEH 25

REEE « 2xSATA3 6.0 Gb/s B258 » 3% NCQ ~ AHCI & [ Ei#l
« 1x Blazing M.2 i (M2_1) » SZ#E M Key 2l 2260/2280 M.2 PCI
Express fifH (5 & A% Gen5 x4)
* 37 P& NVMe SSD 1F BB bR
o 1xM.2 i (M2_3) » S78E M Key % 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
fEAH
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%R

BIOS IfAE

(GER

Frotc

1 x PR EHEET

1 x T A SRS

1 x HER L m 2R R et
1 x FPD 2 HEST

1 x HHREARABEET

1 x LVDS $%5H

1 x CPU JalF #2585 (4-pin)

* CPU B\ EEBE S iE /i 1A (12W) EURIHZRH) CPU G ©

1 x 4 pin 19V B JF 258 (2-pin)

1 x ZVEHI R HEST

1 x Rl & R E2ER

1 x NEIHEES (4-Pin)

1 x Bz MIC HEST

2 x SATA R FZHE

1xUSB 2.0 HE#t (3748 2 {8 USB 2.0 855 )  (STIEEFER#)

1x USB 3.2 Gen1 HESt (SZF& 2 f#l USB 3.2 Genl1 ;8 EZR )
(HIREFENRE)

AMI UEFI Legal BIOS & GUI 37 1%
ACPI 6.0 7T &I B Btk
% SMBIOS 2.7

CPU Vi &

CPU A /THELHE T

CPU &G (K CPU IR E B B RS )
CPU A7 % & T 4

TR B

FERREEPE ¢ +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 77T / 11 64 i7JT
1x DC##fl. (3748 19V DC EFiEzR )

EC@CRICE
ErP/EuP ready (ZHELfifi ExP/EuP ready FEJFHLIERT )



H610TM-ITX

GBS BERE - EESE AT REE L SRR Y - Horh B %% BIOS AR AE ~ FRA E it
SABEHT L b /IR A BN TR, © REARRTRE B R B RATAIREE L - BiE B FHER
AT R ELEGE - BIEETTAIGEEREE R KA - T FEAERE T FTRE
HEMTEE -

FEEAX
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1.3 BIRERTE

[ PIRER A E AR TR o B BRI E R L IRF > RZBkA Ay TRERR ) - EREBE
B E e 2Bk TRARY -

w @

Short Open

(CLR_MOS1)
(GESHE1H > fW¥ke)

&k CMOS Bk
©

2-pin Bk

FERTFIF CLR_MOS1 5Bk CMOS HRIE R} o & EER: K EH % A S BT E
FESCRAPAE NSRS BT BRI E AR AR o TEFAF 15 M1k o FE AR
## CLR_MOS1 1 pin FEEEH) 57 o A3t - FENEAEHEHT BIOS 137 AINEER CMOS °
FHEFIEEH BIOS 237 Bl ER CMOS » AILASE EHTREI A - R EITE R
CMOS B ERTRAME - FEE - HBETEIUE cMOS B A &SRS ~ HEA ~ BERE
Fe (50 & THER R B o 3R » BSLTEVERR CMOS (2 HL T kR

BN CMOS » FIRE & {HIZIBARGARY - A% BIOS 258 NERKEE - BIRIE
BB R REHFC A% o



TR [ g R R

0o O
(3-pin BKT_PWRI)

H610TM-ITX

1-2:+19V
123 2-3: 412V

(GEZME 1 5 » #5955 10)
[ FE SR £ 1 1-2:+3V
(5-pin PNL_PWR1) 2-3:45V
(FHE2ZRHFE1E » W11 4-5: 412V

=5

QNSRRI IR B HAR B & A AR » ATeE e B3R iR -
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1.4 IREBFETRIZEE

WRE LR RIZTES TR © 75 NG HRIE B Lk st R ZTH L - AFBURIEEERER R
PegH | o RS ERSOR A ER) Z AR -

BN iLEe FHRIE LU T BOET RS » A H4
(9-pin PANEL1) i CREEIRIR S - Eas
(FEBRE1E Te AR RESE 77~ B2 2 I HE
fima% 18) ! B o TEEBMERL 2B > FEEE
e EESHH -

8

PWRBTN (&%)
BTN R IRIZH] o RT3 5E 6 FH AR R 12t BRI i e IRHT 77 2C ©

RESET (EE#&H%4H) +
B PR BNENT R EFRLHT o 5 A i b H BR80T IE BB RN - 14 T Eat LRIl a]
FERTEBIENS -

PLED (Rif&JFLED) :

SHPEEEERAT I R BIRARREIR A o 2T IETEENFIE » Il LED @55t ° ZHEA S1/
S3 HEHRAKRERF » LED @ FFIFPTEE o FATHENA S4 BEHRARRESKFA% (S5) FF » LED @48
HDLED (1###)5%) LED) :

SHPEEEFAT NG EHIRERESE) LED o BFIEIETEINEC B A AR » LED @5EtE »
BRI BTG 5 B NR] o AT £ B2 A IR % A ~ Ba%1%4l ~ BB LED ~ f#
PEIEE) LED ~ W\ J E M HEEHRL © A AT ERESHLEBE R I HEE I - FEEE Mt e £
TAEIRES IERERETF ©

(4-pin SPK_OUT1)
(FHE2HB1E

POV BES 1 AR BRI B I BT -
00O
R+ - - +1L

M5 19)



Serial ATA3 $258

SEWIAA SATA3 BEFEE IR

(SATA_L: SATA_T SATAZ2  [EIFEEEN) SATA BRHEL -

wemm E ke =1 L= gt cocos &rMH -
(SATA_2

H2BE 1 H W S5)

SATA E 555 FHEEE SATA ZIFAR ©
(SATAPWRI: +12v —

FH2BE 1 H 0 MR 3) GND ——=
(SATAPWR2: GND ——=

WSE L E > W 2) e el

USB 2.0 HE$t uss_PWR BEERAR B —1E USB 2.0 HE

(9-pin USB2_1_2)

(FE2ME 15 - fR9Es)

# o & USB 2.0 SR8
R EER o

P-
USB_PWR
USB 3.2 Genl HEt mapos+®  MFERENR EH—(E USB 3.2 Genl
(19-pin USB3_1_2) i SS‘"SC’S’D' HEST o It USB 3.2 Genl HESt45
_ e IntA_P_SSTX+ - i
(GE2H%E1H > Inth_p_SST: RIS AR (EE R o
HR5E 7) nth PSR- |
Vbu‘s
o[o]o]o]oo]o[o]ofo
|Q|Q| |o|o|o|o|o|o
N
IntA_P_SSRX -
IntA_P_SSRX +
GN D
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GN D
INtA_P_D -
IntA_P_D +
AR & A BEET out_rer O[5} out2_L ARBEETE A R RS
Of— J_SENSE S -
(9-pin HD_AUDIO1) mic_re0 —[BS[o}— ouran 2B AR E R ©
(M E o4 en

BT 20)

H610TM-ITX
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T REIEREELE

T F M RAGR T MAALLERA

Q L r‘%ﬁﬁﬁ/ﬁﬁ‘?ﬂf&*ﬂéﬁ”*ﬂﬁﬁﬁﬂ/ (Jack Sensing) * (BB LRI AR AL /H % HDA

2. HIEEH AC97 E;ﬂﬁﬁﬁf FRIEIA LI A B S R T & AT -
A. 5 Mic_IN (MIC) :##£% MIC2_L °
B. # Audio_R (RIN) i###% OUT2_R H#¥ Audio_L (LIN) i##% OUT2_L °
C. f§##l] (GND) i# % £éih (GND) »

D. MIC_RET F; OUT_RET (£ HD &3l Etik(#H -

ETTFELE ACY7 BRI _L# S

E. EZRBHTZ T/ » F5ATE Realtek £EHIERAH] [FrontMic) FEEERES [#EE

H] -

CPU Jal 7258
(4-pin CPU_FANI)

(GE2REE1H
ik 15)

1
2
3
4

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A FBEHER (L 4-Pin CPU AU

(BT ER) B2 - #5106
84 3-Pin CPU il » FE1EE
Pin1-3 °

ATX 19V EIREETR D'_IB FEF ATX 19V EIREE I EEE -
. +19V —] - +19Vv

(4-pin ATX_PWRI ovo T o * EIRHESHIRELIH— 718 - 48

(GE2H%E1H » I iR o
weE 1)
FPD sE kR 1 8 1: BKLT_PWR
(8-pin BLT_VOLI1) 2: BKLT_PWR

(FHBRME1H Q0000000 3. BKIT EN
4= o) 4: BKLT_PWM
5: GND

6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down



H610TM-ITX

LVDS TR 258

, Bkt Bk
(30-pin LVDS1) 1 LCD_VDD 16 CLKIP
) (FRBHF1H 2 LCD_ VDD | 17 A3N
fiwak 13) 3 LCD_VDD 18 A3P

1 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 ASP
) AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 A1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
TR E TS : AREMIR IR TR 14
(2-pin CI1) s HIThEE » PI{EHIEGINETE
(GE2ME1H Signal BB o R AR -
e 16) TRR LB PR RS RR R (EOAI %
it e
EEGHIRS et 1 2-pin M B RA fERE 2 I
1
(2-pin TH1) HEST LU IINES 20 25 B o
(GGE2ME1H IRFATER A
Ak 21)
iR BARA e ; L BES AT F A SR AL BARA
(2-pin PANEL_SW1) LVDS Mt #im s EotHIGHR -
GELEIE PWRDN
ek 12) GND
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i fif MIC HEST
(5-pin DMIC1)

(FE2HE1H
g 17)

] SJlie)[e](e)e]

1: 45V

2: 1 pin

3: DMIC_CLK
4: GND

5: DMIC_DATA
6: +3.3V



H610TM-ITX

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafik

Faktor Bentuk Thin Mini-ITX (Kompatibel dengan Mini-ITX)
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-13 & Gen ke-12
(LGA1700)

Desain 4 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DDR4 SO-DIMM
Mendukung memori DDR 4 non-ECC, tanpa buffer hingga 3200%

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe 2230

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X® (Gen 12)

Empat pilihan output grafis: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Port D-Sub
Mendukung 2 x HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks.
resolusi hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Port HDMI x 1 (Belakang)

Port HDMI x 1 (Internal)

* (Opsional) Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz
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+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @
60Hz

+ Mendukung LVDS dengan resolusi maks. hingga 1920x1080 @
60Hz

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio « Codec Audio Realtek ALC269
- 1xMICIN

« 1xLineout

LAN + 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 + 1x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)
+ 1xPort D-Sub
* (Opsional) 1 x Port COM
+ 2x Port HDMI: HDMI1 (Belakang), HDMI2 (Internal)
* (Opsional) 1 x DisplayPort 1.4
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari ESD)
* (Opsional) 2 x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (Mendukung Perlindungan
dari ESD)
+ 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Line out / Mikropon

Penyimpanan - 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug
+ 1x Soket Blazing M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 PCI Express hingga Gen5 x4
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 1xSoket M.2 (M2_3), mendukung jenis modul 2280 M.2 SATA3
6,0 Gb/s
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H610TM-ITX

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Daya

Sertifikasi

1 x Header Sasis Intrusion

1 x Header Pemilihan Tegangan Panel

1 x Header Pemilihan Tegangan Inverter Lampu Latar
1 x Header Kecerahan FPD

1 x Header Panel Mati

1 x Konektor LVDS

1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Daya 4 pin 19V (2-Pin)

1 x Header Sensor Termal

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Header Speaker Internal (4-Pin)

1 x Header MIC Digital

2 x Konektor Daya SATA

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Sensor Suhu CPU

Takometer Kipas CPU

Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas chassis
berdasarkan suhu CPU)

Kontrol Multikecepatan Kipas CPU

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

1 x Jack DC (Mendukung Adaptor Daya DC 19V)

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak
ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan
komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Product Name : Motherboard
Model Number : H610TM-ITX
Conforms to the following specifications:
FCCPart 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

H610TM-ITX
(Model Designation / Trade Name)

EMC Directive - 2014/30/EU
EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

RoHS Directive - 2011/65/EU
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

c € (EU conformity marking)




UK
CA

EU Declaration of Conformity

Product:
Product Motherboard
Model H610TM-ITX

Authorized Representative (UK-GB):

Name: Gary Tsui
Address: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen,The Netherlands
Contact person: Gary Tsui

This declaration is issued under the sole responsibility of the mentioned
Manufacturer. The subject equipment under declaration is in conformity with
the UK-GB Regulation(s) below:

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

The following manufacturer outside the UK-GB is responsible for this declaration:
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